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(54) Halbleiterchip Wende- und Befestigungseinrichtung

(57) Die  vorliegende Erfindung  betrifft ~ eine
Flip-Chip-Bondvorrichtung, welche die Genauigkeit
und Zuverlassigkeit eines Uberflihrungsprozesses
zum Uberfiihren eines bei einem
Flip-Chip-Bondprozess verwendeten Bondkopfs zu
einer vorgegebenen Position auf der xy-Ebene ver- 1310a2) 910(1) 130002) 13106(2)
bessern kann, die Uberflhrungsoperation von
Uberflihrungsstrecken fir das Uberfihren jedes
Bondkopfs minimieren kann und das Problem des
durch Warme erzeugten Positionsfehlers abmildern
kann. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Flip-Chip-Bondvorrichtung, welche die
Anzahl der Bewegungen und den Bewegungsab-
stand eines Bondkopfs in einer spezifischen Ach-
senrichtung verringern kann, die thermische Aus-
dehnung und Vibrationen infolge der Uberfiihrung
des Bondkopfs verringern kann und den UPH-Wert
der Vorrichtung verbessern kann, wéahrend eine
ausreichende Zeit fur das Abflachen des Flussmit-
tels sichergestellt wird.

Fig. 1
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Zusammenfassung:

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flip-Chip-Bond-
vorrichtung, welche die Genauigkeit und Zuverlédssigkeit eines
Uberfihrungsprozesses zum Uberfithren eines bei einem Flip-
Chip-Bondprozess verwendeten Bondkopfs zu einer vorgegebenen
Position auf der xy-Ebene verbessern kann, die
Uberfiihrungsoperation von Uberfiihrungsstrecken fiir das
Uberfihren jedes Bondkopfs minimieren kann und das Problem des
durch Warme erzeugten Positionsfehlers abmildern kann.
Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine Flip-
Chip-Bondvorrichtung, welche die Anzahl der Bewegungen und den
Bewegungsabstand eines Bondkopfs in einer spezifischen
Achsenrichtung verringern kann, die thermische Ausdehnung und
Vibrationen infolge der Uberfithrung des Bondkopfs verringern
kann und den UPH-Wert der Vorrichtung verbessern kann, wahrend
eine ausreichende Zeit fir das Abflachen des Flussmittels

sichergestellt wird.

Fig, 1
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HINTERGRUND DER ERFINDUNG

s

Gebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flip-Chip-Bond-

vorrichtung.

Hintergrund des Stands der Technik

Eine Flip-Chip-Bondvorrichtung zum Bonden eines ¥lip-Chips auf
ein Bondsubstrat oder dergleichen kann mindestens einen
Bondkopf aufweisen. Jeder der Bondkdpfe wird zu einer
vorgegebenen Position der Bondvorrichtung Uberfihrt und kann

einen Chip aufnehmen oder bonden.

Im Allgemeinen sollte ein Prozess zum Bonden eines Flip-Chips
auf ein Bondsubstrat sehr prazise ausgefihrt werden, und es
kénnen auf dem Bondsubstrat mehrere Installationsbereiche fiir
das Befestigen eines Chips prédpariert werden. Dabei sollten
der Flip-Chip und die Installationsbereiche des Bondsubstrats
genaue elektrische Verbindungen garantieren, und der Chip
sollte an einer richtigen Position (in einem richtigen Muster)
im Installationsbereich installiert und gebondet werden, um

die Fehlerrate zu verringern.

Der Bondkopf fir einen solchen Bondprozess kann durch eine
Uberfiihrungsvorrichtung eines Portaltyps, die so installiert
ist, dass sie die x- und y-Achsenrichtung kreuzt, zu einer

vorgegebenen Position auf der zy-Ebene iliberfihrt werden.

Insbesondere ist der Bondkopf auf einer ersten
Uberfiihrungsstrecke angebracht und kann durch einen sich

bewegenden Teil in Langsrichtung der ersten

NACHGEREICHT




[ X 4% S8 S Be Shee
L] . e .
LX XY . L L] .
. . - L4 -
- L] L »
[ X LR} LR L] * LN .

seae
LA X X3
(KRR
L X X1

2

Uberfiihrungsstrecke tUberfiihrt werden, und beide Enden der
ersten Uberfithrungsstrecke kdnnen an einem Paar paralleler
zweiter Uberfihrungsstrecken angebracht sein, die senkrecht
zur ersten Uberfihrungsstrecke angeordnet sind. Der sich
bewegende Teil kann in Langsrichtung entlang den zweiten

Uberfihrungsstrecken Uberfithrt werden.

Demgem&® kann der Bondkopf durch die Uberfithrungsstrecken, die
jeweils parallel oder senkrecht angeordnet sind, zu einer
vorgegebenen Position in der xy-Ebene innerhalb eines

Arpeitsraums Uberfiihrt werden.

Ein arbeitender Teil mit dem Bondkopf und dem sich bewegenden
Teil, der mit den Uberfiihrungsstrecken verbunden ist, kann
durch einen Elektromagneten oder eine Kugelschnecke

angetrieben werden.

Der arbeitende Teil oder der sich bewegende Teil kann duxch
den Elektromagneten oder die Kugelschnecke mit hoher
Geschwindigkeit beschleunigt und lberfiihrt werden, und wenn
der schnelle Uberfithrungsprozess wiederholt wird, kénnen
Komponenten, welche jede der Uberfithrungsstrecken bilden,
Warme erzeugen, und die Prdzision einer Uberfihrungsposition
des arbeitenden Teils oder des sich bewegenden Teils kann
durch die infolge der Wdarme auftretende Wiarmeausdehnung einer

spezifischen Komponente beeintrdchtigt werden.

Beispielsweise ist der sich bewegende Teil zum Anbringen der
ersten Uberfiihrungsstrecke an den zweiten Uberfihrungsstrecken
ein Teil, auf den der groRte Teil der bei der Uberfithrung tiiber
die zweiten Uberfithrungsstrecken erzeugten Warme ilbertragen
wird, und das Problem der Warmeausdehnung des sich bewegenden

Teils infolge der erzeugten Wdrme kann zu einem
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Positionsfehler beider Enden der ersten Uberfihrungsstrecke

fithren.

Ahnlich tritt bei dem an der ersten Uberfiihrungsstrecke
angebrachten arbeitenden Teil auch eine Warmeausdehnung
infolge der Wirme auf, die bei der Uberfihrung durch den sich
bewegenden Teil erzeugt wird, der an den zweiten
Uberfithrungsstrecken angebracht und entlang diesen {iberfilhrt
wird, und es kann das gleiche Problem wie das vorstehend

beschriebene auftreten.

Der Positionsfehler des sich bewegenden Teils infolge der
Warmeausdehnung einer Komponente oder dergleichen kann
entsprechend dem Trend, die GroBe eines Chips zu verringern,
zu einem Bondpositionsfehler fiihren, wodurch ein Bondfehler

herbeigefiihrt werden kann.

Insbesondere kénnen infolge der Wdrmeausdehnung oder
Vibrationen am arbeitenden Teil oder einem Uberfiihrungsteil,
der auf jeder der Uberfiihrungsstrecken bereitgestellit ist,
keine Informationen iber die prazise Position des Flip-Chips
und des Installiationsbereichs auf dem Bondsubstrat erhalten
werden, und die Fehlerrate wird dementsprechend erhdht, und
die Zuverldssigkeit und Prazision des Bondprozesses werden

verringert.

Dementsprechend ist es wichtig, die Anzahl der Bewegungen und
den Bewegungsabstand des Bondkeopfs in x- oder y-Achsenrichtung
zu minimieren, wiahrend der gesamte Bondprozess ausgefiihrt
wird, und es ist wichtig, Kompcnenten so anzuordnen, dass die
Anzahl der Bewegungen und der Bewegungsabstand des Bondkopfs

in einer spezifischen Achsenrichtung verringert werden.

NACHGEREICHT
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Das heift, dass es bevorzugt ist, das Antreiben entweder des
arbeitenden Teils oder des Uberfithrungsteils beim Prozess des
Uberfiihrens des Bondkopfs und beim Ausfiihren eines
Bondprozesses wegzulassen oder zu minimieren, und selbst wenn
das Antreiben von einem der Teile weggelassen oder minimiert
wird, sollten Stdrungen zwischen verschiedenen Komponenten,
die durch die Bewegung des Bondkopfs oder dergleichen erzeugt
werden, minimiert werden, wenn die Komponenten fiir den
Bondprozess dicht beieinander angeordnet werden, um die
Platzausnutzung zu verbessern, und es gibt auch einige Fdlle,
in denen ein fir das Betreiben spezifischer
Betriebskomponenten erforderlicher Platz zugesichert werden

sollte.

Demgem&l ist ein Verfahren zum Verringern der Anzahl der
Bewequngen und des Bewegungsabstands des Bondkopfs in einer
spezifischen Achsenrichtung, zum Anordnen ven Komponenten
zwischen sequenziellen Prozessen und zum Verringern von

Storungen zwischen Arbeitsraumen erforderlich.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Eine Flip-Chip-Bondverrichtung umfasst:

eine Wendeeinheit zum Aufnehmen eines Chips von einem Wafer

und zum Wenden des Chips mit der Oberseite nach unten,

einen arbeitenden Teil mit einem Bondkopf zum Aufnehmen des
durch die Wendeeinheit gewendeten Chips, wobei der Bondkopf
entlang der z-Achsenrichtung tUberfihrt werden kann und in

Bezug auf die z-Achse gedreht werden kann,

NACHGEREIC: ‘T
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eine Flussmittel-Eintaucheinheit zum Eintauchen der unteren
Flache des vom Bondkopf aufgenommenen Chips in ein

Flussmittel,

eine erste Sichteinheit zum Fotografieren eines Bilds der
unteren Flache des von der Flussmittel-Eintaucheinheit

eingetauchten Chips,

eine zweite Sichteinheit zum Fotografieren eines Bilds der
oberen Fliche eines Bondsubstrats, an dem der Chip anzubringen

ist,

einen Flip—-Chip-Bonditeil zum Bonden eines Chips auf einem
Bondsubstrat mit einer, entsprechend einem Ergebnis der wvon
der ersten Sichteinheit und der zweiten Sichteinheit

ausgefihrten Inspektion, korrigierten Position,

eine erste Uberfithrungsstrecke zum Anbringen und Uberfihren

des arbeitenden Teils entlang einer y-Achsenrichtung und

ein Paar zweiter Uberfilhrungsstrecken, die parallel entlang
einer x-Achsenrichtung senkrecht zur ersten
Uberfithrungsstrecke angeordnet sind, um einen sich bewegenden
Teil, der mit beiden Enden der ersten Uberfithrungsstrecke
verbunden ist, anzubringen und den sich bewegenden Teil in x-
Achsenrichtung senkrecht zur Uberflihrungsrichtung der ersten

Uberfihrungsstrecke zu iiberfiihren,

wobel die Flussmittel-Eintaucheinheit und die erste
Sichteinheit auf derselben Achse parallel zur ersten

Uberfiihrungsstrecke angeordnet sind.
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KURZBESCHREXBUNG DER ZEICHNUNG

Es zeigen:

Figur 1 eine Ansicht einer Flip-Chip-Bondvorrichtung gemédB der

vorliegenden Erfindung,

Figur 2 eine Ansicht einer anderen Ausfihrungsform einer Flip-

Chip-Bondvorrichtung gemdf der vorliegenden Erfindung,
Figur 3 eine vergréBerte Ansicht um einen arbeitenden Teil,

Figur 4 eine Ansicht von zwei als Beispiel angegebenen
Uberfiihrungsbahnen eines Bondkopfs einer Flip-Chip-Bond-

vorrichtung gemdh der vorliegenden Erfindung,

Figur 5 eine Ansicht von zwei anderen als Beispiel angegebenen
Uberfiihrungsbahnen eines Bondkopfs einer Flip-Chip-

Bondveorrichtung gemaf der vorliegenden Erfindung,

Figur 6 eine Ansicht von zwel anderen als Beispiel angegebenen
Uberfihrungsbahnen eines Bondkopfs einer Flip-Chip-

Bondvorrichtung geméh der vorliegenden Erfindung,

Figur 7 ein Blockdiagramm einer Flip-Chip-Bondvorrichtung

gemdl der veorliegenden Erfindung,

Figur 8 eine Draufsicht einer Flip-Chip-Bondvorrichtung gemdB

einer Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung,

Figur 9 eine Seitenansicht eines Hauptteils einer Flip-Chip-
Rondvorrichtung gemdh einer Ausfihrungsform der vorliegenden

Erfindung,

NACHGENL T 7
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Figur 10 eine Draufsicht eines Hauptteils einer Flip-Chip-
Bondvorrichtung gemdB einer Ausfihrungsform der vorliegenden

Erfindung,

Figur 11 eine detaillierte Ansicht eines Teils A aus Figur 10,

Figur 12 eine Seitenansicht eines Hauptteils einer Flip-Chip-
Bondvorrichtung gem&B einer Ausfithrungsform der vorliegenden

Erfindung,

Figur 13 eine Konzeptansicht eines Betriebszustands einer
Flip-Chip-Bondvorrichtung gemdB einer Ausfihrungsform der

vorliegenden Erfindung,

Figur 14 eine perspektivische Ansicht einer Flussmittel-
Eintaucheinheit, die zu einer Flip-Chip-Bondvorrichtung gemah

einer Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung gehért,

Figur 15 eine Seitenansicht eines Hauptteils einer
Flussmittel-Eintaucheinheit, die zu einer Flip~Chip-
Bondvorrichtung gemd&h einer Ausfithrungsform der vorliegenden

Erfindung gehért,

Figur 16 eine Seitenansicht, die einen Betriebszustand eines
Hauptteils einer Flussmittel-Eintaucheinheit zeigt, die zu
einer Flip-Chip-Bondvorrichtung geméh einer Ausfihrungsform

der vorliegenden Erfindung gehért, und

Figur 17 ein Blockdiagramm einer Wendeeinheit, die zu einer
Flip-Chip~Bondvorrichtung gemdR einer Ausfihrungsform der

vorliegenden Erfindung gehdrt.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUHRUNGSFORM

Bevorzugte Ausfiihrungsformen der vorliegenden Erfindung werden
nachstehend in welteren Einzelheiten mit Bezug auf die
anliegende Zeichnung beschrieben. Vorteile und Merkmale der
vorliegenden Erfindung und Verfahren zu ihrer Implementation
werden durch die folgenden mit Bezug auf die anliegende
Zeichnung beschriebenen Ausfithrungsformen erkl&drt. Die
vorliegende Erfindung kann jedoch auf verschiedene Arten
verwirklicht werden und sollte nicht als auf die hier
dargelegten Ausfihrungsformen beschridnkt ausgelegt werden.
Vielmehr sind diese Ausfihrungsformen bereitgestellt, damit
diese Offenbarung grindlich und vollstdndig wird und den
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung Fachleuten vollstandig
vermitteln kann. Ferner ist die vorliegende Erfindung nur
durch den Schutzumfang der Anspriiche definiert. Gleiche

Bezugszahlen beziehen sich iiberall auf gleiche Elemente.

Eine Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdfh der vorliegenden
Erfindung ist eine Vorrichtung, die einen getrennten Léthécker
auf einer Kontaktstelle, die ein Eingangs- und
Ausgangsanschluss eines Chips ist, bildet und den Chip wendet
und den L&thécker direkt auf ein Schaltungsmuster in der Art

eines Tr&gerbondsubstrats oder eines Schaltungsbands bondet.

Figur 1 ist eine Ansicht einer Flip-Chip-Bondvorrichtung 1
gemdh der vorliegenden Erfindung. Die Flip-Chip-
Bondvorrichtung 1 gemdB der vorliegenden Erfindung ist

skizziert.

In der Beschreibung und der nachstehend beschriebenen

Zeichnung bedeuten eine horizontale Richtung eine x-

—
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Achsenrichtung und eine vertikale Richtung eine y-
Achsenrichtung. Zusédtzlich kann 3edoch interpretiert werden,
dass die x-Achsenrichtung parallel zu einer
Uberfihrungsrichtung fir den sich bewegenden Teil einer
zweiten nachstehend beschriebenen Uberfithrungsstrecke ist und
dass die y-Achsenrichtung eine Richtung parallel zu einer
Uberfihrungsrichtung fiir den arbeitenden Teil einer ersten

nachstehend beschriebenen Uberfithrungsstrecke ist.

Insbesondere umfasst die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 eine
Wendeeinhedt 210 zum Aufnehmen eines Chips von einem Wafer und
zum Wenden des Chips mit der Cberseite nach unten (zum
Umkehren der oberen und der unteren Fliche des Chips), einen
arbeitenden Teil 1110, der entlang der z-Achsenrichtung
iberfihrt wird und sich auf der z-Achse dreht, mit einem
Bondkopf 1120 zum Aufnehmen des durch die Wendeeinheit 210
umgedrehten Chips, eine Flussmittel-Eintaucheinheit 400 zum
Eintauchen der unteren Flache des durch den Bondkopf 1120
aufgenommenen Chips, eine erste Sichteinheit 910 zum
Fotografieren (Inspektion durch Fotografieren) eines Bilds der
unteren Fldche des durch die Flussmittel-Eintaucheinheit 400
eingetauchten Chips, einen Flip-Chip-Bondteil 500 zum Bonden
des Chips, dessen Position durch den Bondkopf 1120
entsprechend einem Ergebnis der durch die erste Sichteinheit
910 ausgefiihrten Inspektion korrigiert wurde, auf ein
Bondsubstrat, eine erste Uberfithrungsstrecke 1100 zum
Anbringen des arbeitenden Teils und zum Uberfiihren des
arbeitenden Teils in y-Achsenrichtung und ein Paar zweiter
Uberfthrungsstrecken 1300, die jeweils einen sich bewegenden
Teil 1310 aufweisen, der mit beiden Enden der ersten
Uberfithrungsstrecke 1100 verbunden ist, und welche parallel
zueinander in x-Achsenrichtung senkrecht zur ersten

Uberftthrungsstrecke 1100 angeordnet sind, um den sich

NACHGEREICHT |
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bewegenden Teil 1310 in x-Achsenrichtung senkrecht zur
Opberfihrungsrichtung der ersten Uberfiihrungsstrecke 1100 zu
tiberfiihren, und die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 und die
erste Sichteinheit 910 sind auf derselben Achse parallel zur

ersten Uberfihrungsstrecke 1100 angeordnet.

Gemah der nachstehend mit Bezug auf Figur 1 beschriebenen
Ausfihrungsform sind die Wendeeinheit 210, die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400 und die erste Sichteinheit 910 in Paaren
an symmetrischen Positionen in Bezug auf die y-Achse
bereitgestellt und ist die erste Uberfithrungsstrecke 1100 mit
dem arbeitenden Teil 1110 in einem Paar auf den zweiten
Uberfilhrungsstrecken angebracht, um unabhingig angetrieben

werden zu koénnen.

Dies sollte jedoch so interpretiert werden, dass die
Wendeeinheit 210, die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 und die
erste Sichteinheit 910, abhingig vom Typ der Vorrichtung, in
Paaren an symmetrischen Positionen in Bezug auf die y-Achse
bereitgestellt werden, und dass die Anzahl der ersten
Uberfiihrungsstrecken 1100 mit dem arbeitenden Teil 1110

unbegrenzt erhéht oder verringert werden kann.

Die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdB der vorliegenden
Erfindung kann den Bondkepf 1120(1) oder 1120{2), der am
arbeitenden Teil 1110(1l) oder 1110(2) angebracht ist, zu einer
vorgegebenen Position auf der xy-Ebene liberfiihren. Weil der
Bondkopf 1120(1l) oder 1120(2} eine Struktur haben kann, die in
der Lage ist, beim Vorgang des Bondens oder Aufnehmens
(Adsorbierens) eines Chips in z-Achsenrichtung hochzufahren
oder herunterzufazhren oder sich in 9-Richtung um die z-Achse
zu drehen, kann die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemiB der

vorliegenden Erfindung daflir ausgelegt sein, den am

NACHGEREICHT
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arbeitenden Teil 1110(1) oder 1110(2) angebrachten Bondkopf
1120(1) oder 1120(2) zu einer vorgegebenen Position im x-y-z-

Raum zu iliberfiihren.

Zusdtzlich kann jeder der arbeitenden Teile 1110(1) und
1110 (2) zusammen mit einer nachstehend beschriebenen
Sichteinheit (einer zweiten Sichteinheit 1130) installiert

werden.

Die Flip~Chip-Bondvorrichtung 1 gemdB der vorliegenden
Erfindung kann einen Vorgang zum Trennen und Aufnehmen eines
einzelnen Flip-Chips fc von jedem durch einen Wafer-Zufihrer
100 zugefiihrten Wafer w und zum Wenden des einzelnen Flip-
Chips ausfiihren, so dass eine mit einer Héckerelektrode

(Lothdcker) versehene Bondfliache nach unten weisen kann.

Der Wafer-Zufitthrer 100 kann auf Arbeit warten, wahrend mehrere
Wafer w gestapelt werden, und die Wafer in dem Wafer-Zufihrer
100 konnen einem Flip-Chip-Anlieferteil 200 seguenziell

zugefiihrt werden.

Der Wafer-zZufilhrer 100 hat eine Struktur zum Halten jedes
Wafers, wahrend die QOberflidche des Wafers einer

Waferaufladeeinrichtung 101 ausgesetzt ist.

Der Wafer-Zufthrer 100 kann eine Fihrungseinrichtung 120 zum
Fiihren des Wafers zum Flip-Chip-Anlieferteil 200 aufweisen.
Die Fuhrungseinrichtung 120 fihrt eine Funktion zum Leiten der
Uberfiihrung des durch eine getrennte Antriebseinrichtung

{nicht dargestellt) Hberfihrten Wafers aus.

Der Flip-Chip-Anlieferteil 200 trennt mehrere Chips, die den

durch den Wafer-Zufiihrer 100 zugefihrten Wafer w bilden, in

NACHGEREICHT |
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Einzelchips, dreht jeden der Chips um und fiihrt den Flip-Chip
fc (in dieser Beschreibung ist der Flip-Chip ein Chip, dessen
obere und untere Flache umgekehrt wurden) jedem der Bondkopfe

1120(1) und 1120(2) zu.

Der Wafer w, der mehrere Chips (oder Flip-Chips) aufweist,
kann sich in einem Zustand einer Anbringung von Klebeband auf
der Unterseite befinden, widhrend er sich in einem in
Einzelchips zerlegten Zustand befindet. Zus&tzlich kann sich
jeder der Flip~Chips fc in einem Zustand befinden, in dem die
untere Flache des Chips aufwdrts weisend mit einexr
Hockerelektrode (einem L&éthtcker) oder einem Kontaktpunkt

versehen wird.

Der Flip-Chip-Anlieferteil 200 kann einen Auswerfer (nicht
dargestellt) zum Auswerfen von jedem der Chips von dem Wafer w
und eine Wendeeinheit 210(1) oder 210(2) zum Wenden eines
Chips, der von dem Auswerfer getroffen und getrennt wurde, so
dass der Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) den gewendeten Chip

aufnehmen kann, aufweisen.

Die Wendeeinheit 210(1) oder 210(2) kann eine
Aufnehmerstruktur aufweisen, die in der Lage ist, einen
Aufnahmevorgang durch Adsorption und einen Drehvorgang zum
Umkehren der oberen und der unteren Fldche des Chips
“auszufiihren. Die Drehrichtung der Wendeeinheit 210 oder

dergleichen kann auf verschiedene Weisen gedndert werden.

Zusammenfassend sei bemerkt, dass der Auswerfer (nicht
dargestellt) unter dem Wafer bereitgestellt ist und dass jeder
der den Wafer w bildenden Chips durch den StoB des Auswerfers
vom Wafer w getrennt werden kann und dass jeder der getrennten

Chips durch die iiber dem Wafer positionierte Wendeeinheit

NACHGEREICHT
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210(1) oder 210(2) umgedreht werden kann, so dass die
Unterseite des Chips mit einer Hockerelektrode (einem

Lothdcker) oder einem Kontaktpunkt nach unten weisen kann.

Der durch die Wendeeinheit 210(1) oder 210(2) umgedrehte Flip-
Chip fc kann durch den Bondkopf 1120(1) oder 1120(2), der eine
tUber dem Flip-Chip wartende arbeitende Einheit ist,

aufgenommen werden.

Bei der in Figur 1 dargestellten Flip-Chip-Bondvorrichtung 1
ist ein Paar von Bondkoépfen 1120(1) und 1120(2) im arbeitenden
Teil 1110(1) bzw. 1110(2) bereitgestellt.

Zusdtzlich kann ein Paar zweiter Sichteinheiten 1130(1) und
1130 (2) zusammen mit den Bondképfen 1120(1} und 1120(2) an den
arbeitenden Teilen 1110(1) bzw. 1110(2) bereitgestellt sein.

Weil die Wendeeinheit 210 einen Chip aufnimmt und dreht, so
dass eine Bondflidche nach unten weisen kann und die obere
Flache des Chips nach oben weisen kann, kann der Bondkopf
1120 (1) oder 1120(2} den Aufnahmezustand halten, in dem die
untere Flache des Chips, welche die Hockerelektrode (den
Lothocker) oder dergleichen prédsentiert, nach unten weist,
indem die obere Flache des nach oben weisenden Chips

aufgenommen wird.

Der Bondkopf 1120{(1) oder 1120(2) kann einen Flip-Chip als
Bondziel vom Flip-Chip-Anlieferteil 200 aufnehmen und zur
Flussmittel-Eintaucheinheit 400 und zum Flip-Chip-Bondteil 500
liberfithrt werden, wahrend er am arbeitenden Teil 1110(1) oder

1110 (2) angebracht ist.
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Der Bondkopf 1120(1l) oder 1120(2) kann angetrieben werden, um
einen spezifischen Flip-Chip nach einem Aufnahmeprozess, einem
Eintauchprozess, einem Fotografierprozess (Inspektionsprozess)
und einem Bondprozess entlang einem Uberfilhrungsweg der ersten
und der zweiten Uberfithrungsstrecke 1100 und 1300 zum Flip-

Chip-Anlieferteil 200 zuriickzufiihren.

Die arbeitenden Teile 1110(1) und 1110(2) koénnen jeweils an
einem Paar der ersten Uberfiihrungsstrecken 1100(1l) und 1100(2)
angebracht sein, welche die arbeitenden Teile 1110(1) und
1110(2) in y-Achsenrichtung lberfithren k&nnen, und beilde Enden
der ersten Uberfiihrungsstrecken 1100(1) oder 1100(2) k&nnen
jewells an einem Paar zweiter Uberfihrungsstrecken 1300(1)
bzw. 1300(2) befestigt werden, welche die ersten
Uberfithrungsstrecken 1100(1l) bzw. 1100(2) durch die sich
bewegenden Teile 1310a(l), 1310a(2), 1310b(1l) und 1310b(2} in

x-Achsenrichtung Uberflihren k&nnen.

Insbesondere sind beide Enden der ersten Uberfiihrungsstrecke
1100 (1) oder 1100(2), die sich auf der linken Seite der in
Figur 1 dargestellten Uberfiihrungsstrecken 1100(1) und 1100(2)
befinden, jeweils durch die sich bewegenden Teile 1310a(1)
bzw. 1310a{(2) beschrankt, und die sich bewegenden Teile
1310a(1) und 1310a(2) koénnen so befestigt werden, dass sie
entlang der Langsrichtung {x-Achsenrichtung) der zweiten

Uberfithrungsstrecken 1300(1) und 1300(2) iiberfihrt werden.

Jede der ersten Uberfithrungsstrecken 1100(1) und 1100(2) und
der zweiten Uberfiihrungsstrecken 1300(1) und 1300(2) hat eine
iberlappte Portalstruktur, die dafiir ausgelegt sein kann, die
arbeitenden Teile 1110(1) und 1110(2) unabhdngig zu einer

vorgegebenen Position auf der xy-Ebene zu tberfilhren, und die
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Anzahl der ersten Uberfithrungsstrecken 1100(1} und 1100(2)

kann erhdht oder verringert werden.

Die erste und die zweite Uberfiihrungsstrecke 1100 und 1300
iberfiihren den Bondkopf 1120{(1) oder 1120(2), der einen Flip-
Chip vom Flip-Chip-Anlieferteil 200 aufnimmt, zur Seite der

Flussmittel-Eintaucheinheit 400.

Die in Figur 1 dargestellten Flussmittel-Eintaucheinheiten
400 (1) und 400(2) kdnnen entsprechend der Anzahl dexr
arbeitenden Teile 1110(1) und 1110(2) oder der Bondképfe
1120(1) und 1120(2) in einem Paar bereitgestellt werden.

Die Flussmittel-Eintaucheinheit 400{1) oder 400(2) kann
Flussmittel fir das Bonden durch Eintauchen der unteren Fl&che

des Flip-Chips bereitstellen.

Die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1l) oder 400(2) kann eine
Flussmittelaufnahme 400(1) oder 400(2), welche Flussmittel
enthdlt, und einen Flussmittelabstreicher 420(1) oder 420(2)
zum Abflachen der Oberfliche des Flussmittels, nachdem der

Flip-Chip in das Flussmittel eingetaucht wurde, aufweisen.

Nachdem der Bondkopf 1120{1) oder 1120(2) durch die
Uberfiihrungsstrecken 1100 und 1300 iber die Flussmittel-
aufnahme 400 tberfihrt wurde, wdhrend der Flip-Chip
aufgenommen wurde, kann der Eintauchprozess durch
Herunterfahren des Bondkopfs 1120(1}) oder 1120(2) ausgefihrt

werden.

Der Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) kann dafiir ausgelegt sein,
in z-Achsenrichtung bei einer oder mehreren von dem Flip-Chip-

Anlieferteil 200, der Flussmittel-Eintaucheinheit 400, einex
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nachstehend beschriebenen ersten Sichteinheit 9210(1) oder
910(2) und dem Flip-Chip-Bondteil 500 heraufzufahren oder

herunterzufahren.

Das heilt, dass gemdh der in Figur 1 dargestellten
Ausfithrungsform das Hochfahren und Herunterfahren des
Bondkopfs 1120(1l) oder 1120(2) in z-Achsenrichtung in einem
Verfahren implementiert werden kann, bei dem der Bondkopf
1120(1) oder 1120(2) selbst oder der arbeitende Teil 1110(1)
oder 1110(2), an dem der Bondkopf 1120(1}) oder 112G(2)
angebracht ist, mit einer Hochfahr- oder Herunterfahrfunktion

versehen wird.

Weil gemdh der in Figur 1 dargestellten Ausfihrungsform der
Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) eine Struktur haben kann, die in
der Lage ist, hochzufahren cder herunterzufahren, um die
untere Fldche des Flip-Chips einzutauchen, wenn der Bondkopf
1120(1) oder 1120(2) durch die Uberfiihrungsstrecken 1100 und
1300 tliber die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 iberfiihrt wird,
kénnen die Bondképfe 1120{1) und 1120(2) Jjeweils ihre eigene

Arbeit ausfilhren.

Der den Flip-Chip, fiir den das Eintauchen in das Flussmittel
abgeschlossen wurde, aufnehmende Bondkopf 1120(1) oder 1120(2)
kann durch die Uberfihrungsstrecken 1100 und 1300 zu dem
nachstehend beschriebenen Flip-Chip-Bondteil 500 uUberfihrt

werden.

Der Flip-Chip-Anlieferteil 200 fiihrt die Aufnahme-, Dreh- und
Aufnahmeschritte an dem Flip-Chip aus, und die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400 fihrt die Herunterfahr-, Eintauch-~ und
Hochfahrschritte aus. Das heift, dass sich der Flip-Chip in

einem Zustand befinden kann, in dem er gegeniiber einer
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urspriinglichen Position schrdggestellt oder verschoben ist,
well die physikalische Position stdndig gedndert wird, auch

wenn jeder der Schritte genau gesteuert wird.

Weil der physikalische Fehler nicht vollkommen verhindert
werden kann, muss der Fehler in dem Bondprozess korrigiert
oder entfernt werden. Der Grund besteht darin, dass ein
genaues Bonden selbst dann nicht garantiert werden kann, wenn
die Position des Flip-Chips geringfiigig verdndert wird, weil
die Grobe der Hbckerelektrode (des Lothockers) oder des
Kontaktpunkts auf der unteren Fldche des Flip-Chips sehr klein

ist.

DemgemdR kann die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdf der
vorliegenden Erfindung einen Sichtteil zum Fotografieren eines
Flip-Chips oder eines Bondsubstrats, worauf der Flip-Chip
gebondet ist, aufweisen. Die Sichteinheit kann die erste
Sichteinheit 910 und die zweite Sichteinheit 1130 zum

Fotografieren mindestens eines Bilds aufweisen.

Die in Figur 1 dargestellte Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 kann
zwel Typen von Sichteinheiten aufweisen, nédmlich die erste und

die zweite Sichteinheit 210 und 1130,

Die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 kann ein Paar erster
Sichteinheiten 910(1) und 210{2) aufweisen, die in aufwdrts
blickender Richtung angeordnet sind, um die untere Fl&che des
durch die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 eingetauchten Flip-

Chips zu fotografieren.

GemaR der in Figur 1 dargestellten Ausfilhrungsform kann die
erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2) durch den Bondkopf
1120(1) oder 1120(2) auf einem Weg angeordnet werden, auf dem
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der Flip-Chip durch die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 1l&auft,
um die untere Flache des eingetauchten Flip-Chips zu

fotografieren.

Das heift, dass die erste Sichteinheit 910(1l) oder 910(2)
unterhalb des Uberfiihrungswegs des Bondkopfs 1120(1) oder
1120(2) angeordnet werden kann, um in der aufwdrts blickenden

Richtung zu fotografieren.

Die erste Sichteinheit 910({(1) oder 910(2) kann Informationen
lber die Position des tliberfiithrten Flip-Chips durch
Fotografieren der unteren Fldche des vom Bondkopf 1120(1) oder

1120(2) aufgenommenen Flip-Chips erhalten.

Die erste Sichteinheit 910(l) oder 910(2) kann einen Bereich
von mindestens zweil Punkten der unteren Flache des iiberfiihrten
Flip~Chips fotografieren. Dies liegt daran, dass, wenngleich
es méglich ist, die Position jedes Flip-Chips aus einem durch
Fotografieren eines Punkts (durch Fotografieren einer
Aufnahme) erhaltenen Bild zu entnehmen, ein besser
korrigiertes Bild extrazhiert werden kann, falls zwei oder mehr
Punkte fotografiert werden. In diesem Fall muss ein Bereich
von zwel oder mehr Punkten fotografiert werden, um einen
Schrdagheitsgrad (cder Drehungsgrad) zusammen mit einer
Verschiebung des Flip-Chips in einer bestimmten Richtung zu

erfassen.

Der Flip-Chip, dessen untere Fldche durch die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) in das Flussmittel eingetaucht wurde,

wird zum Flip-Chip-Bondteil 500 dUberfihrt.

Der Flip-Chip-Bondteil 500 kann einen Bondtisch 510 zum

Befestigen und Auflegen eines von einer Bondsubstrat-
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Aufladeeinrichtung (nicht dargestellt) entlang einer Fihrung
113 iberfiihrten Bondsubstrats (Bondcbjekt-Bondsubstrat) bs

aufweisen.

Eine in einer getrennt bereitgestellten Vorjustiereinheit 114
bereitgestellte Justier-Sichteinheit 12 kann einen
Vorjustierprozess an dem zum Bondtisch 510 tberfiihrten
Bondsubstrat, d.h. eine Gesamtinspektion an jeder

Bondposition, ausfiihren.

Das von der Bondsubstrat-~Aufladeeinrichtung (nicht
dargestellt) entlang der Fihrung 113 Uberfihrte Bondsubstrat
wird entlang der x-Achsenrichtung iUberfithrt, wie in Figur 1
dargestellt ist, und die Justier-Sichteinheit 12 kann durch
die Uberfihrungsstrecken 11 und 13 einer Portalstruktur zu
einer vorgegebenen Position auf der xy-Ebene iberfiihrt werden.
Informationen uber die Position des uberfilihrten Bondsubstrats
kénnen vorab durch ein Fotografierverfahren gesammelt werden
und als Referenzdaten in dem auf dem Bondtisch ausgefiihrten

Bondprozess verwendet werden.

Wenngleich das Bondsubstrat richtig in dem Bondbereich sp des
Bondtisches 510 abgelegt werden sollte, kann das Bondsubstrat
beim Uberfiihrungsprozess von dem Bondbereich sp abbrechen oder
von dem Bondbereich sp abweichen, weil das Bondsubstrat schrédg

im Bondbereich sp abgelegt wurde.

Falls das Bondsubstrat vom Bondbereich sp abweicht, kann die
Korrektheit des in das Flussmittel eingetauchten Flip-Chips
beim Bondprozess nicht garantiert werden, und es kann ein

Fehler in der elektrischen Verbindung auftreten.
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Wie vorstehend beschrieben wurde, kann die Flip~Chip-
Bondvorrichtung 1 gemdh der vorliegenden Erfindung, um beim
Bondprozess die Positionsabweichung des Flip-Chips zu
berucksichtigen, die beim Prozess des Aufnehmens oder
Eintauchens des Flip-Chips auftreten kann, die zweiten
Sichteinheiten 1130{(1) und 1130(2} aufweisen, um in der
gleichen Weise wie bei den ersten Sichteinheiten 910(1) und
910(2) zum Sammeln von Positionsinformationen des Flip-Chips
durch Fotografieren der unteren Fldche des Flip~Chips eine
Auflageposition des Bondsubstrats bs genau zu bestimmen. Die
zweiten Sichteinheiten 1130(1) und 1130(2) kodnnen jeweils
zusammen mit den Bondkopfen 1120(1) und 1120(2) an den
arbeitenden Teilen 1110(1} und 11i0(2) angebracht sein. Weil
die Bondképfe 1120(1) und 1120(2) zusammen mit den arbeitenden
Teilen 1110(1) und 1110(2) iiberfithrt werden k&nnen, kdnnen die
zweiten Sichteinheiten 1130(1) und 1130(2) durch die
Uberfiihrungsstrecken 1100 und 1300 zu einer vorgegebenen

Position auf der xy-Ebene ilberfihrt werden.

Die zweite Sichteinheit 1130(1) oder 1130(2) kann in der
abwarts blickenden Richtung angeordnet sein, um das flir das
Bonden des durch die Flussmittel-Eintaucheinheit 400
eingetauchten Flip-Chips im Bondbereich sp des Bondtisches

abgelegte Bondsubstrat zu fotografieren.

Die zweite Sichteinheit 1130(1) oder 1130(2) kann den
Positionsfehler des Bondsubstrats beim Bondprozess durch
Bestdtigen der Justage des auf dem Bondtisch 510 abgelegten

Bondsubstrats bs reflektieren.

DemgemdB fotografiert die erste Sichteinheit 810(1) oder
910(2) die untere Fldche des Flip-Chips, um ein Bild zum

Bestimmen eines Positionsfehlers des zu bondenden Flip~Chips
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zu erhalten, wdhrend die zweite Sichteinheit 1130(1l}) oder
1130{2) ein Bild zum Bestimmen einer Position eines
Bondsubstrats, wihrend das Bondsubstrat im Bondbereich sp des
Bondtisches liegt, d.h. einer Bondposition des Chips, zu

erhalten.

Zusdtzlich kann die zweite Sichteinheit 1130(1) oder 1130(2)
verwendet werden, um ein Bild zum Bestimmen der Erzeugung
eines Fehlers beim Bondprozess durch Fotografieren eines
gebondeten Bondsubstrats, zusdtzlich zum Bondsubstrat, zu

erhalten.

In diesem Fall kann die Erzeugung eines Fehlers durch
Bestimmen der Position eines Chips in Bezug auf das Bond-
substrat bestdtigt werden. Der Steuerteil der Flip-Chip-
Bondvorrichtung 1 gemaf der vorliegenden Erfindung kann die
Position der arbeitenden Einheit 1120 oder 1130 oder des
Bondtisches auf der Grundlage der von der ersten Sichteinheit
910(1) oder 910(2) und der zweiten Sichteinheit 1130(1) oder

1130(2) fotografierten Bilder genau steuern.

Zusdtzlich kann ein Fehler in der Art einer Schrégheit
(Drehung) des Chips oder des Bondsubstrats bei einem Verfahren
zum Konfigurieren des Bondkopfs als drehbar und durch Drehen
des Bondkopfs 1120(1) oder 1120(2), um die Bondrichtung (6-

Richtung) des Chips zu korrigieren, entfernt werden.

Ebenso kann die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemaf der
vorliegenden Erfindung den Bondkopf 1120{(1) oder 1120(2), die
Sichteinheit oder dergleichen durch die erste und die zweite
Uberfithrungsstrecke mit einer iiberlappten Portalstruktur zu
einer vorgegebenen Position auf der xy-Ebene lberfiihren, und

wenn in einer arbeitenden Einheit in der Art des Bondkopfs
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eine Funktion zum Hochfahren und Herunterfahren in z-
Achsenrichtung bereitgestellt ist, kann die Flip-Chip-
Bondvorrichtung 1 die arbeitende Einheit zu einer vorgegebenen
Position im x-y-z-Raum {berfithren. Eine solche
Uberfithrungsstreckenstruktur kann zu einem Problem in der Art
eines Positionsfehlers bei einer Warmeausdehnung oder einer
Verdrehung der Uberfilhrungsstrecken entsprechend dem

vorstehend beschriebenen Positionsfehler fihren.

Die durch die Antriebseinrichtung flir das Antreiben des
arbeitenden Teils 1110{1} oder 1110{(2) oder des sich
bewegenden Teils 1310a({l) oder 1310a(2) erzeugte Warme kann
einen Positionsfehler des arbeitenden Teils 1110{1) oder
1110(2) oder des sich bewegenden Teils 1310a(l), 1310a(2),
1310b (1) oder 1310b(2) erzeugen. Das heilt, dass derx
Positionsfehler des an dem arbeitenden Teil 1110(1) cder

1110 (2) angebrachten Bondkopfs 1120(1) oder 1120(2) in der xy-
Ebene durch den Positionsfehler herbeigeflihrt werden kann, der
durch die Widrmeausdehnung des arbeitenden Teils 1110(1} oder
1110(2), an dem der Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) angebracht
ist, und des sich bewegenden Teils 1310a(l), 1310a(2),

1310b (1) oder 1310b{2), der mit beiden Enden der ersten
Uberfihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2), woran der arbeitende
Teil 1110{1) oder 1110(2) angebracht ist, um Uberfiihrbar zu

sein, erzeugt wird.

Wenngleich in dem arbeitenden Teil 1110(1) oder 1110(2) (1110)
und dem sich bewegenden Teil 1310 installierte
Positionssensoren Positionen des arbeitenden Teils 1110(1)
oder 1110(2) (1110) und des sich bewegenden Teils 1310a{1l),
1310a(2), 1310b(1l) oder 1310b(2) durch Erfassen einer an jeder
der Uberfiihrungsstrecken bereitgestellten linearen Skala

(nicht dargestellt) messen, ist es, weil die Warme, die durch
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die Antriebseinrichtung erzeugt wird, die bereitgestellt ist,
um den arbeitenden Teil 1110(1) oder 1110{(2) (1110) und den
sich bewegenden Teil 1310 anzutreiben, den arbeitenden Teil
1110(1) oder 1110(2) (1110) und den sich bewegenden Teil 1310
thermisch ausdehnen kann und sich die Position des
Positionssensors abhdngig von der Wirmeausdehnung &ndern kann,
unmoéglich, die Position des im arbeitenden Teil 1110(1) oder
1110(2) bereitgestellten Bondkeopfs 1120(1) oder 1120(2) genau

ZUu messen,

Demgem&dB kann der durch die Warmeausdehnung erzeugte
Positionsfehler des arbeitenden Teils 1110(1l) oder 1110(2)
oder des sich bewegenden Teils die Genauigkeit des Flip-Chip-

Bondprozesses vermindern.

Demgemd schlégt die Flip-Chip-~Bondvorrichtung 1 gemdl der
vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Minimieren des
Betrags der Warmeausdehnung als ein Verfahren zum Verbessern

der Genauigkeit des Flip-Chip-Bondprozesses vor.

Letztendlich kann der Betrag der Wérmeausdehnung in ein
Verfahren zum Minimieren des Uberfilhrungsprozesses oder der
Uberfiihrungsstrecke des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2)
oder des sich bewegenden Teils 1310a(l), 1310a(2), 1310b (1)
oder 1310b(2} implementiert werden,

Wenngleich insbesondere der Uberfithrungsprozess oder die
Uberfiihrungsstrecke des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2)
oder des sich bewegenden Teils 1310a(l), 1310a(2), 1310b(1l}
oder 1310b{2) minimiert werden kann, um den Positionsfehler
des Bondkopfs 1120(1) oder 1120(2) zu minimieren, ist es
wichtiger, die Bewegung des sich bewegenden Teils zu

minimieren, weil der durch die Warmeausdehnung der Einrichtung
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zum Antreiben des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2)
erzeugte Positionsfehler grofer sein kann als der durch die
Warmeausdehnung der Einrichtung zum Antreiben des sich
bewegenden Teils 1310a{l), 1310a(2), 1310b{l) oder 1310b{2)

erzeugte Positionsfehler.

Weil der sich bewegende Teil, der an der zwelten
Uberfithrungsstrecke angebracht ist, an dessen Enden die erste
Uberfithrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) in einem beschrd@nkten
Zustand angebracht sind, infolge des Gewichts der ersten
Uberfihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) oder dergleichen eine
grébere Antriebskraft bendtigt als der arbeitende Teil 1110(1)
oder 1110(2), kann die durch die Antriebskraft erzeugte

Wdrmemenge grof sein.

Weil dagegen der an der ersten Uberfithrungsstrecke 1100{1)
oder 1100(2) angebrachte arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2)
mit dem Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) und der zweiten
Sichteinheilt befestigt ist, bendtigt er keine grofe
Antriebskraft, so dass Probleme wie der durch Warme und
dergleichen erzeugte Positionsfehler nicht haufig auftreten -

ktnnen.

Demgemdl kann die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdf der
vorliegenden Erfindung dafiir ausgelegt sein, die Bewegung des
sich bewegenden Teils 1310a{l), 1310a(2}, 1310b(l) oder
1310b(2), worauf beide Enden der ersten Uberfiihrungsstrecke
1100(1) oder 1100(2) beschrankt sind, um die erste
Uberfithrungsstrecke 1100(1i) oder 1100(2) parallel zur y-Achse

in x-Achsenrichtung zu {iberfitihren, zu minimieren.

Wie vorstehend beschrieben wurde, kann ein Flip-Chip-

Bondvorgang der Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemadl der

NACHGEREICHT




.s o8 Soad Ssss 48 sdbs
LI ] LR ] .
sae . *ee L]

25 LA e

seen
LN X1
LN R ]
LN ]

L . . .
- L] . . -
. .

vorliegenden Erfindung in einen Aufnahmeprozess zum Aufnehmen
eines Flip-Chips, der durch einen Flip-Chip-Anlieferteil
gedreht wurde, um die obere und die untere Fl&ache des Flip-
Chips umzukehren, durch den Bondkopf 1120{1} oder 1120(2),
einen Eintauchprozess zum Eintauchen des durch den Bondkopf
1120(1) oder 1120(2) aufgenommenen Flip-Chips durch die
Flussmittel-Eintaucheinheit, einen Fotografierprozess zum
Fotografieren eines Bilds der unteren Fliche des durch die
Flussmittel-Eintaucheinheit eingetauchten Flip-Chips, einen
Bondprozess zum Korrigieren der Position des Flip-Chips, fir
den der Fotografierprozess abgeschlossen wurde, und zum Bonden
des Flip-Chips an einen Flip-Chip-Bondteil unterteilt werden.
Die Orte fiir das Ausfihren der Prozesse kdnnen die
Wendeeinheit 210(1) oder 210(2) des Flip-Chip-Anlieferteils,
die Flussmittel-Eintaucheinheit 400{(1) odex 400(2), die erste
Sichteinheit 910(1} oder 910(2) und der Flip-Chip-Bondteil 500

sein.

Wie in Figur 1 dargestellt ist, sind in der Flip-Chip-
Bondvorrichtung 1 gemaB der vorliegenden Erfindung die
Flussmittel-Eintaucheinheit und die erste Sichteinheit auf der
gleichen Achse parallel zur ersten Uberfithrungsstrecke 1100 (1)
oder 1100(2) (senkrecht zur zweiten Uberfihrungsstrecke)
angeordnet, um die Bewegung des sich bewegenden Teils zu

minimieren.

Falls die Flussmittel-Eintaucheinheit und die erste
Sichteinheit parallel zur ersten Uberfithrungsstrecke 1100(1)
oder 1100({2) angeordnet sind, braucht der sich bewegende Teil
beim Prozess des Uberfiihrens des durch die Flussmittel-
Eintaucheinheit eingetauchten Flip-Chips zur ersten

Sichteinheit nicht uberfilhrt oder angetrieben zu werden.
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Weil der sich bewegende Teil nicht Uberfihrt oder angetrieben
werden muss, kann der sich bewegende Teil dementsprechend die
Erzeugung zusatzlicher Warme verhindern, wadhrend die
vorstehend beschriebenen Eintauch- und Fotografierprozesse
wahrend des Flip-Chip-Bondvorgangs ausgefilhrt werden und eine

Zeit fiir das Abkiithlen des sich bewegenden Teils reservieren.

Weil der arbeitende Teil 1110{1) oder 1110(2) und der sich
bewegende Teil der Flip-Chip-~Bondvorrichtung 1 gemdB der
vorliegenden Erfindung zus&tzlich auf eine Geschwindigkeit von
bis zu einigen Metern pro Sekunde beschleunigt werden kdnnen,
kann eine genaue Steuerung der Position des Bondkopfs 1120 (1)
oder 1120(2) infolge der Uberfithrungstragheit des arbeitenden
Teils 1110(1) oder 1110(2) nicht garantiert werden, wenn die
Uberfihrungsrichtung des arbeitenden Teils 1110(1l) oder
1110(2) beim Prozess des Uberfithrens des arbeitenden Teils
1110(1) oder 1110(2) zu einer Aufnahmepcsition, einer
Eintauchposition, einer Fotografierposition und einer
Bondposition, WO die vorstehend beschriebenen Aufnahme-,
Eintauch-, Fotografier- und Bondprozesse ausgefuhrt werden,

gedndert wird.

Falls die Aufnahmeposition, die Eintauchposition, die
Fotografierposition und die Bondposition in Richtung der x-
Achse veneinander verschieden sind, kann die Anzahl derxr
Uberfihrungen des sich bewegenden Teils zum Uberfiihren des
arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2), d.h. des Bondkcopfs
1120(1) oder 1120(2), in x-Achsenrichtung beim Flip-Chip-

Bondvorgang zum Bonden eines Flip-Chips vier sein.

Allerdings kann, wie in Figur 1 dargestellt ist, nur der
arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2) entlang der y-Achsen-

richtung entlang der ersten Uberfithrungsstrecke 1100(1) oder
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1100(2) ttiberfihrt werden, wahrend der mit der ersten
Uberfithrungsstrecke 11i00(1l) oder 1100(2) kombinierte sich
bewegende Teil angehalten ist, und die Anzahl der Uber-
fihrungen des sich bewegenden Teils in Richtung der x-Achse
kann bei einem Verfahren zum Anordnen der Flussmittel-
Eintaucheinheit und der ersten Sichteinheit unter dem Weg zum
{iberfithren des am arbeitenden Teil 1110(1) oder 1110(2)
angebrachten Bdndkopfs 1120(1) oder 1120(2) durch die erste
Uberfihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) auf drei verringert

werden.

Weil eine Zeit fiilxr das Abfithren der Warme, die beim
Antriebsprozess des sich bewegenden Teils erzeugt werden kann,
sichergestellt werden kann, wenn die Anzahl der Uberfihrungen
des sich bewegenden Teils in x-Achsenrichtung auf eins
verringert wird, kann die Genauigkeit durch Unterdriicken einer
thermischen Verformung der Antriebseinrichtung fiir den sich

bewegenden Teil erhalten bleibken.

Natiirlich kodnnen die Flussmittel-Eintaucheinheit und die erste
Sichteinheit auf derselben Achse parallel zur ersten
Uberfihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) (senkrecht zur
zweiten Uberfithrungsstrecke) angeordnet werden, um die Anzahl
der Uberfilhrungen und die Anzahl der Richtungsidnderungen des
sich bewegenden Teils zu minimieren und dadurch den
Positionsfehler des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(Z2)
oder des Bondkopfs 1120(1) oder 1120(2) zu minimieren.

GemaRl der in Figur 1 dargestellten Ausfithrungsform konnen der
Flip-Chip—-Anlieferteil und die Flussmittel-Eintaucheinheit auf
derselben Achse parallel zur zweiten Uberfuhrungsstrecke

{senkrecht zur ersten Uberfiihrungsstrecke) angeordnet werden.

NACHGEREICHT
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Falls der Flip-Chip-Anlieferteil und die Flussmittel-
Eintaucheinheit auf derselben Achse parallel zur zweiten
Uberfithrungsstrecke angeordnet werden koénnen, kann der
Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) wvom Flip-Chip-Anlieferteil durch
Uberfithren oder Antreiben der zweiten Uberfiihrungsstrecke,
wahrend die Uberfiihrung oder das Antreiben des arbeitenden
Teils 1110(1) oder 1110(2) unterbrochen ist, zur Flussmittel-

Eintaucheinheit iiberfihrt werden.

Wenngleich die beim Prozess des Uberfithrens des arbeitenden
Teils 1110(1) oder 1110(2) erzeugte Wdrmemenge verglichen mit
jener der Betriebseinheit nicht groB sein kann, k&nnen der
Flip-Chip~Anlieferteil und die Flussmittel-Eintaucheinheit auf
derselben Achse parallel zur zweiten Uberfihrungsstrecke
angeordnet werden, um die Anzahl der Uberfihrungen und die
Anzahl der Richtungsidnderungen des arbeitenden Teils 1110(1)
oder 1110(2) zu minimieren, und in diesem Fall kann die Anzahl
der Uberfihrungen des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2)
beim Bondzyklus zum Bonden eines Flip-Chips in y-
Achsenrichtung bei einem Verfahren zum Anordnen des Flip-Chip-
Anlieferteils und der Flussmittel~Eintaucheinheit unter dem
Weg zum Uberfihren des an dem arbeitenden Teil 11i0(1) oder
1110 (2) angebrachten Bondkopfs 1120(1) oder 1120(2) durch die

zweite Uberfiihrungsstrecke auf drei verringert werden.

Figur 2 ist eine Ansicht einer anderen Ausfihrungsform einer
Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdf der vorliegenden Erfindung.
Die Teile, die sich mit den mit Bezug auf Figur 1

beschriebenen Teilen itberlappen, werden fortgelassen,

Wie vorstehend beschrieben wurde, erfordert der an der zweiten
Uberfihrungsstrecke, an der beide Enden der ersten

Uberfihrungsstrecke 1100(1l) oder 1100(2) in einem beschrénkten
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Zustand angebracht sind, angebrachte sich bewegende Teil
infolge des Gewichts der ersten Uberfiihrungsstrecke 1100(1)
oder 1100(2) oder dergleichen eine groéfere Antriebskraft als
der arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2), und welil die durch
die Antriebskraft erzeugte Wdrmemenge groB sein kann, muss
dabei die Anzahl der Uberfiihrungen oder die

Uberfithrungsstrecke minimiert werden.

Gemdl der in Figur 2 dargestellten Ausfithrungsform kénnen die
Wendeeinheit 210, die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 und die
erste Sichteinheit 910 auf der y-Achse in einer Reihe
angeordnet werden, um die Bewegungsstrecke des Flip-Chip-
Bondteils in x-Achsenrichtung zu verringern, wahrend er von

der Wendeeinheit zum Bondsubstrat 500 bewegt wird.

Wie in Figur 2 dargestellt ist, koénnen der Flip-Chip-
Anlieferteil, die Flussmittel-Eintaucheinheit und die erste
Sichteinheit, welche die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 bilden,
auf derselben Achse parallel zur ersten Uberfihrungsstrecke
1100(1) oder 1100(2) angeordnet werden. Das hellt, dass der
Prozess des Betreibens oder Uberfiihrens des sich bewegenden
Teils beim Prozess des ARufnehmens, Eintauchens und

Fotografierens des Flip-Chips fortgelassen werden kann.

Insbesondere weist der Flip-Chip-Anlieferteil ein Paar von
Wendeeinheiten flir das Drehen eines von einem Wafer
abgetrennten und ausgeworfenen Flip-Chips auf, um die obere
und die untere Fldche umzukehren, so dass der Bondkopf den
Flip-Chip aufnehmen kann, und dies bedeutet, dass die
Wendeeinheit zusammen mit der Flussmittel-Eintaucheinheit und
der ersten Sichteinheit parallel zur ersten
Uberfithrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) auf derselben Achse

angeordnet ist.
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Zusdtzlich kann die Flussmittel~Eintaucheinheit zwischen der
Wendeeinheit und der ersten Sichteinheit angeordnet werden, so
dass der Bondkopf 1120(1) oder 1120(2), der den Flip-Chip-
Bondprozess ausfilhrt, entlang einer Richtung Uberfihrt werden

kann.

Demgemdf kann im Fall der in Figur 2 dargestellten Flip-Chip-
Bondvorrichtung 1 nur der arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2)
in y-Achsenrichtung entlang der ersten Uberfihrungsstrecke
1100{1) odexr 1100(2) iuberfiihrt werden, wdhrend der sich
bewegende Teil in Kombination mit der ersten
Uberfiihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) angehalten ist, und
die Anzahl der Uberfiihrungen des sich bewegenden Teils in x-
Achsenrichtung kann bei einem Verfahren zum Anordnen des Flip-
Chip-Anlieferteils, der Flussmittel-Eintaucheinheit und der
ersten Sichteinheit parallel zur ersten Uberfihrungsstrecke
1100(1) oder 1100(2) unter dem Weg zum Uberfithren des an dem
arbeitenden Teil 1110(1) oder 1110(2) angebrachten Bondkopfs
1120(1) oder 1120(2) uber die zweite Uberfithrungsstrecke auf

zwel verringert werden.

Zusdtzlich sind, wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist,
die Wendeeinheit, die Flussmittel-Eintaucheinheit und die
erste Sichteinheit des Flip-Chip-Anlieferteils innerhalb eines
Arbeitsraums in Paaren bereitgestellt. Weil der Bondkopf
1120(1) cder 1120(2) auch als Paar bereitgestellt ist, kann
der Prozessleerraum beim Flip-Chip-Rondvorgang minimiert

werden.

Zusidtzlich sind die Wendeeinheit, die Flussmittel-
Eintaucheinheit und die erste Sichteinheit des Flip-Chip-

Anlieferteils innerhalb eines Arbeitsraums in Paaren
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bereitgestellt, und weil die Paare der Wendeeinheiten,
Flussmittel-Eintaucheinheifen und ersten Sichteinheiten an
entsprechenden Positiecnen in Richtung der ersten
Uberfiihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) bereitgestellt sind
{d.h. in der gleichen Hthe in y-Achsenrichtung oder an den
gleichen Koordinaten auf der y-Achse) und an symmetrischen
Positionen in Richtung der zweiten Uberfihrungsstrecke
bereitgestellt sind (symmetrisch oder um den gleichen Abstand
in y-Achsenrichtung vom Zentrum der zweiten
Uberfihrungsstrecke), kénnen die Steuervariablen der Flip-
Chip~Bondvorrichtung vereinfacht werden und kann die

Steuerbarkeit der Flip-Chip-Bondvorrichtung verbessert werden.

Falls die Paare der Wendeeinheiten, der Flussmittel-
Eintaucheinheiten und der ersten Sichteinheiten an
symmetrischen Positionen in Richtung der zweiten
Uberfihrungsstrecke bereitgestellt sind, kodnnen die
Wendeeinheiten, die Flussmittel-Eintaucheinheiten und die
ersten Sichteinheiten jeweils in einem vorgegebenen Abstand
zueinander angeordnet werden, und wenngleich die exsten
Uberfihrungsstrecken 1100(1) wund 1100(2}), an denen jeweils der
arbeitende Teil 1110(1l) oder 1110(2) mit dem Bondkopf 1120(1)
oder 1120(2) angebracht ist, einander nahern, kann die
physikalische Interferenz bis zu einem gewissen Grad

vermindert werden.

Figur 3 ist eine vergréfierte Ansicht eines arbeitenden Teils.
Wie in Figur 3 dargestellt ist, kdnnen die zweite Sichteinheit
und der Bondkopf 1120(1) parallel zur ersten
ﬂberfuhfungsstrecke 1100(1) am arbeitenden Teil 1110/(1)
angebracht werden. Dies dient dazu, den Bondbereich sp des
Bondsubstrats des Flip-Chip-Bondteils friiher zu erreichen als

der Bondkopf 1120(1), um leicht fotografieren zu kd&nnen.
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Der den Bondkopf 1120(1) aufweisende arbeitende Teil 1110(1)
ist an der ersten Uberfihrungsstrecke 1100(1) angebracht und
kann in Langsrichtung (y-Achsenrichtung) der erxsten
Uberfithrungsstrecke 1100(1) iberfithrt werden. Wie vorstehend
beschrieben wurde, kann die erste Sichteinheit 910(1) ein Bild
der unteren Fliche des vom Bondkopf 1120 (1) aufgenommenen und
iberfiihrten Filip-Chips fotografieren, und sie muss selbst wenn
das Bild der unteren Fldche eines Flip-~Chips fotografiert

wird, mindestens zwei Punkte fotografieren.

Wenn sich jedoch das gesamte Bild eines einzigen Flip-Chips
auBerhalb des Gesichtsfelds der ersten Sichteinheit 910 (1)
befindet, kann es nicht méglich sein, zwei oder mehr Punkte zu
fotografieren, um Positionsinformationen des tlberfihrten Flip-

Chips zu erhalten.

Zum L&sen dieses Problems hat der Bondkopf 1120(1) der Flip-
Chip-Bondvorrichtung 1 gem&f der vorliegenden Erfindung eine
Drehfunktion, und die erste Sichteinheit 910(1} kann dafir
ausgelegt sein, verschiedene Teile des durch den Bondkopt

1120 (1} Uberfihrten Flip-Chips sequenziell zu fotografieren.

Das heift, dass, wie in Figur 3 dargestellt ist, dexr BondkopZ
1120(1} daflir ausgelegt sein kann, lUber die erste Sichteinheit
910(1) zu laufen, wdhrend er um einen vorgegebenen Winkel

gedreht wird, wdhrend der Flip-Chip durch den Bondkopf 11206(1)

aufgenommen wird.

Wenn beispielsweise das gesamte Bild eines ein Inspektionsziel
bildenden Chips auberhalb des Gesichtsfelds der ersten
Sichteinheit 910 liegt, koénnen Bilder der unteren Fldche des

Chips fotografiert und inspiziert werden, wdhrend der Bondkopf
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1120 unter einem vorgegebenen Winkel gedreht wird, so dass 2
Kanten des Chips durch die erste Sichteinheit 910 fotografiert
werden konnen, ohne eine Bewegung in x-Achsenrichtung

vorzunehmen.

Insbesondere kann der Bondkopf 1120(1) iber der ersten
Sichteinheit 910(1} laufen, widhrend er um einen vorgegebenen
Winkel gedreht wird, so dass zwei Punkte von 2 Kanten des
Chips durch die erste Sichteinheit 910(1l) sequenziell
fotografiert werden konnen, wahrend der Flip-Chip durch den

Bondkopf 1120(1) aufgenommen wird.

Insbesondere kann der Bondkopf 1120(1) so gedreht werden, dass
beide Scheitelpunkte des Flip-Chips zu jedem
Fotografierzeitpunkt der ersten Sichteinheit erfasst und
innerhalb eines Gesichtsfelds bewegt werden konnen, wdhrend
der Flip-Chip aufgenommen wird, und der Flip-Chip kann
vorzugsweise gedreht werden, so dass die y-Achsenrichtung der
ersten Uberfiihrungsstrecke parallel zu der Achse ist, die

durch beide Ecken des Flip-Chips verlauft.

Zwel Bilder fir die Inspektion kénnen bei einem Verfahren zum
Fotografieren eines ersten Bilds von einem Flip-Chip erhalten
werden, wenn ein erster Scheitelpunktbereich pl (£c) des
gedrehten Flip-Chips innerhalb des Gesichtsfelds der ersten
Sichteinheit erfasst wird und ein zweites Bild fotografiert
wird, wenn ein zweiter Scheitelpunktbereich p2 (fc) des Flip-
Chips innerhalb des Gesichtsfelds der ersten Sichteinheit

erfasst wird.

Wahrend das erste und das zweite Bild fotografiert werden,

kann der arbeitende Teil 1110(1l) mit einer vorgegebenen
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Geschwindigkeit ilberfihrt oder fotografiert werden, wdhrend

die Uberfilhrung unterbrochen ist.

Im Hinblick auf die Effizienz (UPH-Aspekt oder dergleichen)
des Bondvorgangs ist es jedoch vorteilhaft, eine Inspekticn
durch Fotografieren beim Prozess des Uberfiihrens des Flip-
Chips mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit (beispielsweise
mit einer gleichm&bBigen Geschwindigkeit) auszufihren, statt
die Inspektion durch Fotografieren auszuftihren, widhrend die
Uberfithrung beim Prozess des Eintauchens des Flip-Chips in ein
Flussmittel unterbrochen ist, den Flip-Chip zur ersten
Sichteinheit zu uberfiihren und die Inspektion durch

Fotografieren durch den Bondkopf auszufiihren.

Wenn der Bondkopf den Flip-Chip an der Flussmittel-
Eintaucheinheit eintaucht und der eingetauchte Flip-Chip an
der ersten Sichteinheit zur Inspektion durch Fotografieren
verlangsamt oder angehalten wird, kodnnen Vibrationen von der
Vorrichtung in Abhdngigkeit vom Anhalten und von der
Geschwindigkeitsdnderung erzeugt werden, falls die auf die
Antriebseinrichtung (beispielsweise einen Motor) ausgelibte
Last hoch ist. Falls der Bondkopf den Flip-Chip jedoch an der
Flussmittel-Eintaucheinheit eintaucht und der eingetauchte
Flip-Chip mit einer gleichmidbigen Geschwindigkeit fir die an
der ersten Sichteinheit ausgefiihrte Inspektion durch
Fotografieren tberfithrt wird, wird keine Last auf die
Antriebseinrichtung (beispielsweise einen Motor) ausgeibt, und
Vibrationen von der Vorrichtung kénnen nicht erzeugt werden,
was in Hinblick auf die Gesamteffizienz des Bondvorgangs

vortellhaft ist.

Weil die Bondkopfeinheit im Bondbereich angehalten werden

muss, sollte die Geschwindigkeit als ndchstes allmdhlich
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verringert werden, was nachstehend mit Bezug auf Figur 7

beschrieben wird.

Ein bei diesem Verfahren fotografiertes Bild wird als
Positionsinformation des Flip-Chips verwendet, und eine
schrdge Position oder dergleichen kann beim Bondprozess des

Flip-Chip—-Bondteils korrigiert werden.

Falls das Fotografieren durch die erste Sichteinheit 9510(1)
abgeschlossen ist, kann der Bondkopf 1120(1) den aufgenommenen
Flip-Chip wieder in Bondrichtung des Flip-Chip-Bondteils

drehen.

Figur 4 ist eine Ansicht, welche die beiden als Beispiel
dienenden Uberfithrungsbahnen eines Bondkopfs einer Flip-Chip-

Bondvorrichtung 1 gemidl der vorliegenden Erfindung zeigt.

Die Wendeeinheiten 210(1) und 210(2), die Flussmittel-
Eintaucheinheiten 400(1) und 400(2) und die ersten
Sichteinheiten 910(1) und 9%10(2) koénnen in Paaren an
symmetrischen Positionen in x-Achsenrichtung bereitgestellt
werden, und nachdem der Prozess des Aufnehmens, Eintauchens
und Fotografierens des Flip-Chips durch die Wendeeinheit
210(1) oder 210(2), die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 (1)
oder 400(2) und die erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2)
unter Verwendung des an jedem arbeitenden Teil bereit-
gestellten Bondkopfs ausgefithrt wurde, kann der Flip-Chip
durch den Flip-Chip-Bondteil 500 an das Bondsubstrat gebondet

werden.

Demgemdl kann jede der Bewegungsbahnen des Bondkopfs in der
xy-Ebene eine in Bezug auf die y-Achse symmetrische Figur

aufweisen. Zusatzlich kann der Vorgang des Bondens eines Flip-
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Chips, wie vorstehend beschrieben wurde, in vier detaillierte
Prozesse unterteilt werden, welche an verschiedenen Positionen
in der xy-Ebene ausgefiihrt werden, und falls angenommen wird,
dass der Bondkopf entlang dem kiirzesten Weg zwischen den
Positionen zur Ausfihrung der Prozesse tUberfithrt wird, kann
die Bahn des Bondkopfs eine Rechteckform aufweisen. Weil die
Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdh der vorliegenden Erfindung
in diesem Fall die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) oder
400(2) und die erste Sichteinheit 910(1) oder 910{2) parallel
zur ersten Uberfithrungsstrecke (y-Achse) anordnet, um die
Warmeausdehnung, insbesondere des sich bewegenden Teils, zu
minimieren, kann die Uberfithrungsbahn des Bondkopfs einen zur
ersten Uberfithrungsstrecke (y-Achse) parallelen Abschnitt

aufweisen.

GemdB den in den Figuren 4{a) und 4(b) dargestellten
Ausfiihrungsformen hat die Uberfithrungsbahn des Bondkopfs fir
einen Arbeitszyklus eine Rechteckform, und der sich bewegende
Teil wird drei Mal entlang der zweiten Uberfihrungsstrecke

uberfihrt, wahrend ein Arbeitszyklus ausgefiihrt wizxd.

Das heiBt, dass, falls der Prozess des Aufnehmens eines Flip-
Chips ein Anfangspunkt eines Vorgangs ist, sich die
Koordinaten des Flip-Chip-Bondkopfs in x-Achsenrichtung wie
folgt andern: x2 -> x3 -> x3 -> x1. Weil die x-Achsen-
Koordinaten des Bondkopfs bei x3 jedoch alle gleich sind,
wahrend die Eintauch- und Fotografierprozesse ausgefithrt
werden, wird die Anzahl der Uberfihrungen des sich bewegenden
Teils in x-Achsenrichtung wahrend des einen Arbeitszyklus von
vier auf dreil verringert, so dass eine Zeit fiir das Abfihren
der infolge des kontinuierlichen Antreibens oder Uberfiihrens
der Antriebseinrichtung fir den sich bewegenden Teil erzeugten

Warme sichergestellt werden kann. Weil zusdtzlich das Problem

NACHGEREICHT




(3] e :-H. 2048 #» asewe

* B . -
. LR LT T sen »
- - 8 » + 8 - s @
L ] L ] E) . @ - s @
3%0 e sue . [T -

von Exschiitterungen oder Vibrationen, die durch Andern der
Richtung des Bondkopfs erzeugt werden, gelést ist, ist dies
fiir den genauen Fotografierprozess und die Positionskorrektur
durch das Fotografieren vorteilhaft, und es ist einfach, den
Prozess des Uberfiihrens des Bondkopfs und den

Fotografierprozess gleichzeitig auszufiihren.

Dagegen spiegelt die Uberfiihrungsposition des arbeitenden
Teils entlang der ersten Uberflihrungsstrecke eine Position in
y-Achsenrichtung wider, und wie in den Figuren 4(a) und 4(b)
dargestellt ist, ist es verstandlich, dass die Position in y-
Achsenrichtung nach y2 -> vyl -> y3 -> y4 vier Mal gedndert

wird.

Beide in den Figuren 4(a) und 4(b) dargestellten Bahnen
zeigen, dass eine Bahn abhiangig von der Position der zum Flip-

Chip~-Anlieferteil geho&renden Wendeeinheit geandert wird.

Weil die Bondposition des Flip-Chip-Bondteils 500 zusatzlich
auf einem Bondsubstrat endlos gedndert wird, wird die
Uberfithrungsbahn fiir das Bonden jedes Flip-Chips, abhdngig von
der Bondposition auf dem Flip-Chip-Bondteil 500,

kontinuierlich gedndert.

Figur 5 ist eine Ansicht von zwel anderen als Beispiel
dienenden Uberfiihrungsbahnen eines Bondkopfs einer Flip-Chip-~
Bondvorrichtung 1 gemdf der vorliegenden Erfindung. Die Teile,
die sich mit den mit Bezug auf Figur 4 beschriebenen Teilen

iiberlappen, werden fortgelassen.

Insbesondere kann die in Figur 5(a) dargestellte
Uberfithrungsbahn eine Uberfithrungsbahn des Bondkopfs der in

Figur 1 dargestellten Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 sein, und
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die in Figur 5{b) dargestellte Uberfithrungsbahn kann eine
Uberfiihrungsbahn des Bondkopfs der in Figur 2 dargestellten
Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 sein.

Wenngleich die in Figur 5(a} dargestellte Uberfithrungsbahn
ebenso wie die in Figur 4 dargestellte Uberfithrungsbahn eine
Rechteckform hat, zeigt dies ein Beispiel, in dem die Anzahl
der Uberfihrungen des sich bewegenden Teils in x-
Achsenrichtung drei ist und die Anzahl der Uberfiihrungen des
arbeitenden Teils in y-Achsenrichtung ebenfalls auf drei

verringert ist.

Demgemifl kann, wenn die Anzahl der Uberfihrungen in x-
Achsenrichtung und die Anzahl der Uberfihrungen in y-
Achsenrichtung des sich bewegenden Teils bzw. des arbeitenden
Teils um eins verringert werden, die duzch das kontinuierliche
Antreiben des sich bewegenden Teils und des arbeitenden Teils
erzeugte Warme der Antriebseinrichtung fiir den sich bewegenden
Teil abgefiihrt werden, und weil die thermische Verformung der
Antriebseinrichtung des sich bewegenden Tells und des
arbeitenden Teils verhindert werden kann, kann ein
Positionsfehler verhindert werden. Zusdtzlich kénnen auf den
Bondkopf oder dergleichen ausgelibte Vibrationen und
Erschitterungen, wenn der sich bewegende Teil und der
arbeitende Teil iiberfithrt werden, bis zu einem gewissen Grad

verringert werden.

Die in Figur 5(b) dargestellte Uberfihrungsbahn des Bondkopfs
hat eine dreieckige Form. Weil die Wendeeinheit 210(1) oder
210(2), die Flussmittel-~Eintaucheinheit 400(1} oder 400(2) und
die erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2) parallel zur ersten

Uberfiihrungsstrecke angeordnet sind, wird die Anzahl der
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Uberfiihrungen der Betriebseinheit in x-Achsenrichtung auf zwei

verringert.

Es wird eine andere Ausfiihrungsform beschrieben, welche die in
Figur 2 dargestellte Ausfithrungsform anwendet. Es kann Bezug

auf Figur 5(b) genommen werden.

Die Wendeeinheit 210(1) oder 210(2), die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2) und die erste Sichteinheit
510 (1) oder 910(2) koénnen in einer Reihe auf der y-Achse
angeordnet werden, um den Uberfiihrungsweg in x-Achsenrichtung
oder die Anzahl der Uberfithrungen zwischen dem arbeitenden

Teil 1110(1) oder 1110{(2) und dem Bondsubstrat zu verringern.

Um dies in weiteren Einzelheiten zu beschreiben, sei bemerkt,
dass die vorliegende Erfindung die Wendeeinheit 210(1) oder
210(2), den arbeitenden Teil 1110(1) oder 1110(2), die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2), die erste
Sichteinheit 910(1) cder 910(2) und die erste
Uberfithrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) in Paaren an
symmetrischen Positionen in Bezug auf die y-Achse des Flip-
Chip-Bondteils bereitstellt, um sich den Flip-Chip-Bondteil
500 zu teilen, und dass die arbeitenden Teile 1110(1) und
1110(2) den Flip-Chip-~Bondvorgang ausfilhren, indem sie sich
die Bondsubstrate auf dem Flip-Chip-Bondteil zur H&lfte

teilen.

Das heiBt, dass, wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist,
der sich auf der linken Seite befindende arbeitende Teil
1110(1) von den arbeitenden Teilen entlang einem
Uberfithrungsweg Uberfihrt wird, der die Wendeeinheit 210 (1)
auf der linken Seite, die Flussmittel-Eintaucheinheit 400({1)

auf der linken Seite, die erste Sichteinheit 910(1) auf der
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linken Seite und die linke Halbfldche des Bondsubstrats (hier
nachstehend als "erster Bereich" des Bondsubstrats bezeichnet)
umfasst, widhrend der arbeitende Teil 1110(2}) auf der rechten
Seite entlang einem Uberfiihrungsweg lberfithrt wird, der die
Wendeeinheit 210(2) auf der rechten Seite, die Flussmitiel-
Eintaucheinheit 400(2) auf der rechten Seite, die erste
Sichteinheit 910(2) auf der rechten Seite und die rechte
Halbflache des Bondsubstrats (hier nachstehend als "zweiter
Bereich" des Bondsubstrats bezeichnet) umfasst, und dass jeder

der Bondképfe 1120(1) und 1120{2) einen Bondvorgang ausfuihrt.

Falls demgemd die Wendeeinheit 210 (1) auf der linken Seite,
die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 (1) auf der linken Seite
und die erste Sichteinheit 910(1) auf der linken Seite in
giner Reihe auf der y—-Achse um die Mitte des ersten Bereichs
des Bondsubstrats (in etwa an einem Viertel vom linken Ende
des Bondsubstrats in Bezug auf die Lange des Bondsubstrats in
x-Achsenrichtung) angeordnet sind, kann ein Minimieren des
Uberfihrungswegs des arbeitenden Teils 1110(1) auf der linken
Seite entlang der x-Achse erhalten werden. In der gleichen
Welise konnen die Wendeeinheit 210(2) auf der rechten Seite,
die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(2} auf der rechten Seite
und die erste Sichteinheit 910(2) auf der rechten Seite in
einer Reihe auf der y-Achse um die Mitte des zweiten Bereichs
des Bondsubstrats (in etwa bei Dreiviertel vom linken Ende des
Bondsubstrats in Bezug auf die Linge des Bondsubstrats in x-

Achsenrichtung) angecrdnet werden.

Wenngleich in diesem Fall keine Uberfihrungsbahn des
Bondzyklus in der xy-Ebene getrennt dargestellt ist, worauf
der Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) des arbeitenden Teils um die
Wendeeinheit 210(1) oder 210(2), die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2)}, die erste Sichteinheit
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910(1) oder 910{(2) und den Flip-Chip-Bondteil 500 herumlduft,
kann die Uberfiihrungsbahn als ein Dreieck oder ein gerader
Abschnitt ausgedriickt werden, das oder der viel kleiner ist

als in Figur 5{b).

Weil demgemidB die Uberfithrung oder das Antreiben des sich
bewegenden Teils unterbrochen wird, wenn sich der Bondkopf im
Aufnahme-, Eintauch- oder Fotografierprozess befindet, kann
eine ausreichende Abkihlzeit gewdhrleistet werden, und das
Problem des durch die Warmeausdehnung des sich bewegenden
Teils erzeugten Positionsfehlers kann erheblich abgemildert
werden. In diesem Fall betrdgt die Anzahl der Uberfihrungen in

y-Achsenrichtung vier, worin keine Anderung besteht.

Weil allerdings keine relativ groBe Antriebskraft erforderlich
ist, um den sich bewegenden T=il anzutreiben, wird durch das
Antreiben des sich bewegenden Teils nur eine geringe
Warmemenge erzeugt. Weil die Wirkung des durch Warme erzeugten
Positionsfehlers daher unbedeutend ist, ist der durch das
Verringern der Anzahl der Uberfithrungen des sich bewegenden
Teils in x-Achsenrichtung um zwei oder eins erhaltene

tatsdchliche Gewinn grof.

Um die Figuren 4 und 5 zusammenzufassen, sei bemerkt, dass
eine Bahn des Bondzyklus in der xy-~Ebene als ein Dreieck oder
ein Rechteck gebildet wird, worin der Bondkopf des arbeitenden
Teils den Flip-Chip-Anlieferteil, die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2), die erste Sichteinheit
910(1) oder 910(2) und die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1)
oder 400(2) umkreist, wobei mindestens eine Seite des die Bahn
bildenden Dreiecks oder Rechtecks parallel zur ersten
Uberfilhrungsstrecke oder zur zweiten Uberfihrungsstrecke sein
kann,

e ————————
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Es wird bestdatigt, dass, wenn der Bondkopf entlang der Seite
des Dreiecks oder des Rechtecks parallel zur ersten
Uberfiihrungsstrecke, welche die Bahn bildet, Utberfiihrt wird,
der Bondkopf sequenziell durch die Flussmittel-Eintaucheinheit
400{1) oder 400(2) und die erste Sichteinheit 910(1) oder
910(2) oder sequenziell durch den Flip-Chip-Anlieferteil, die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) oder 400{2) und die erste
Sichteinheit 910(1) odexr 910(2) lauft.

Die Position mindestens eines Scheitelpunkts unter den
Scheitelpunkten des Dreiecks oder des Rechtecks, welches die
Bahn bildet, kann in jedem Bondzyklus variieren, und die
variierende Position des Scheitelpunkts kann dem Flip-Chip-

Bondteil 500 entsprechen.

Die Tatsache, dass mindestens eine Seite des Dreiecks oder
Rechtecks, welches die Bahn des Bondkopfs bildet, parallel zur
ersten oder zur zwelten Uberfiihrungsstrecke ist, bedeutet,
dass es einen Abschnitt gibt, in dem entweder die arbeitende
Einheit oder die Betriebseinheit nicht wie vorstehend

beschrieben arbeitet.

Figur 6 ist eine Ansicht, welche zwei andere Beispiele einer
Uberfihrungsbahn eines Bondkopfs einer Flip-Chip-
Bondvorrichtung gemdB der vorliegenden Erfindung zeigt. Die
Teile, die sich mit den mit Bezug auf die Figuren 4 und 5

beschriebenen Teilen iiberlappen, werden fortgelassen.

Der Steuerteil der Flip-Chip-Bondvorrichtung gemdlR der
vorliegenden Erfindung kann die Antriebseinrichtung des
arbeitenden Teils so antreiben, dass der arbeitende Teill mit

gleichmédfiger Geschwindigkeit iiberfithrt werden kann, wahrend
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er von der Flussmittel-Eintaucheinheit 400{1} oder 400(2) zur
ersten Sichteinheit 910(1) oder 910(2) oder Uber dieser
iberfihrt wird. Wenngleich, wie vorstehend beschrieben wurde,
die erste Sichteinheit 910(1l) oder 910(2) die untere Flé&che
des {ber der ersten Sichteinheit 910(1} oder 910(2) laufenden
Flip-Chips fotografieren kann, wdhrend der Bondkopf durch den
bewegenden Teil angehalten ist, kénnen der Uberfihrungsprozess
zum Uberfithren des Bondkopfs und der Fotografierprozess der
"ersten Sichteinheit 910(1}) oder 910(2) im Interesse der

Effizienz des Bondvorgangs gleichzeitig ausgefihrt werden.

Das heiBt, dass die erste Sichteinheit 910(1) oder 510{(2) den
Fotografierprozess ausfihren kann, wahrend der Bondkopf

iberfihrt wird, ohne angehalten zu werden.

Weil der zweite Abschnitt B in den Figuren 6(a) und 6(b) ein
Prozess zum Uberfithren des Bondkopfs von der Flussmittel-~
Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2) zur ersten Sichteinheit
910(1) oder 910(2) ist, kann der Boncdkopf wie vorstehend
beschrieben mit gleichmi&Biger Geschwindigkeit iiberfiihrt

werden.

Allerdings sollte der Bondvorgang am Bondkopi 1120 ausgefiihrt
werden, wenn der Bondkopf angehalten ist. Dementsprechend
scllte in den Figuren 6{(a} und 6(b) der arbeitende Teil in y-
Achsenrichtung im dritten Abschnitt C hinter dem zweiten
Abschnitt B verzdgert werden. Wenngleich der arbeitende Teil
am Flip-Chip-Bondteil abrupt anhalten kann und mit
gleichméfiger Geschwindigkeit weiter angetrieben werden kann,
kann er natlirlich bei einem Verfahren zum allm&hlichen
Verringern der Geschwindigkeit des arbeitenden Teils gesteuert
werden, statt den arbeitenden Teil abrupt anzuhalten, um den

auf den Bondkopf ausgetibten Ruck zu minimieren.
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Weil in den Figuren 6(a) und 6(b) der angehaltene sich
bewegende Teil bis zu |x3 - 21| oder |x2 - x1| entlang der x-
Achse Uberfiihrt werden sollte, sollte der arbeitende Teil aus
dem angehaltenen Zustand beschleunigt und iliberfiihrt werden und

am Flip-Chip-Bondteil wieder verzdgert und angehalten werden.

Das heifit, dass die Bahn des Bondkopfs eine gekrimmte Linie
und keine gerade Linie sein kann und die Form einer gegeniiber
der gesamten Uberfithrungsbahn nach aufen gekrtmmten Linie
haben kann, weil der arbeitende Teil bzw. der sich bewegende
Teil im dritten Abschnitt C anders als im vierten Abschnitt D

eine unterschiedliche Geschwindigkeitsdnderungsrate aufweisen.

Das heiBft, dass die Bahn des Bondkopfs im dritten Abschnitt C
als eine gekriummte Bahn gebildet werden kann, wenngleich die
Anfangsgeschwindigkeit des arbeitenden Teils hoch ist, die
Geschwindigkeit verringert wird und die Geschwindigkeit des
sich bewegenden Teils ein Muster zeigt, dass sie aus einem

Nullzustand in gewissem MaBe erhoht wird und dann abnimmt.

Der erste Abschnitt A, in dem der Bondkopf von der
Wendeeinheit 210({1) oder 210(2) zur Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) oder 400{2) tberfiihrt wird, kann dafiir
ausgelegt sein, nur den sich bewegenden Teill anzutreiben,
widhrend der arbeitende Teil angehalten ist, oder nur den
arbeitenden Teil anzutreiben, wédhrend der sich bewegende Teil

angehalten ist, wie vorstehend beschrieben wurde.

Well gemaB der in Figur 6(b) dargestellten Ausfithrungsform die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2) und der
Bondkopf in einer Linie an der Wendeeinheit 210(1) oder 210(2)

angeordnet sind, kann der Bondkopf nach dem Andern der
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Richtung im vierten Abschnitt D im ersten Abschnitt A auf eine
gleichmdBige Geschwindigkeit beschleunigt werden, welche die
Uberfiihrungsgeschwindigkeit des Bondkopfs beim

Fotografierprozess ist.

Figur 7 ist ein Blockdiagramm einer Flip-Chip-Bondvorrichtung
1 gemdB der vorliegenden Erfindung. Die Flip-Chip-
Bondvorrichtung 1 gemdf der vorliegenden Erfindung kann einen
Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) zum Aufnehmen, Uberfihren und
Bonden eines Flip-Chips, erste und zweite Uberfiihrungsstrecken
1100 und 1300 zum Anbringen und Uberfithren des Bondkopfs
1120(1) oder 1120(2) entlang einem vorgegebenen
Uberfithrungsweg, eine erste und eine zweite Sichteinheit 910
und 1130 zum Fotografieren des wvom Bondkopf 1120(1) oder

1120 (2) aufgenommenen Flip-Chips oder eines Bondsubstrats des
Flip-Chips, einen Flip-Chip-Bondteil 500 zum Auflegen des
Bondsubstrats und einen Steuerteil zum Steuern des Bondkopfs
1120(1) oder 1120(2), eines Uberfithrungsteils 600 und der
ersten und der zweiten Sichteinheit 910 und 1130 zum
Korrigieren eines Fehlers der Bondposition des Flip-Chips auf
der Grundlage eines von der ersten und zweiten Sichteinhelt
910 und 1130 fotografierten Bilds und zum Steuern eines

Bondvorgangs aufweisen.

Hier wird das durch die erste Sichteinheit 910 und die zweite
Sichteinheit 1130 fotografierte Bild des Chips oder des
Bondsubstrats durch eine Verarbeitungsvorrichtung 810 des
Steuerteils auf der Grundlage von Vergleichsinformationen oder
eines im Speicher 860 des Steuerteils gespeicherten
Algorithmus verglichen und verarbeitet, wodurch ein
Steuersignal fir das genaue Bonden des Chips erzeugt wird und
der Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) oder der Flip-Chip-Bondteil

500 prdzise gesteuert werden kann.
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Ein Abstand, ein Winkel oder eine Richtung, die beim
Bondprozess entsprechend einem Positionsfehler und einem
Richtungsfehler eines aufgenommenen Flip-Chips oder eines
aufgelegten Bondsubstrats korrigiert werden sollten, kénnen

Beispiele des Steuersignals sein.

Zusidtzlich kann die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemiB der
vorliegenden Erfindung ferner einen Wafer-Zufihrer 100, einen
Flip-Chip-Anlieferteil 200, eine Flussmittel-Eintaucheinheit
400 und einen Flip-Chip-Bondteil 500, wie vorstehend
beschrieben, sowle einen Bondsubstrat-Abgabketeil zum Abgeben
eines gebondeten Bondsubstrats aufweisen, und jeder der
Bestandteile empfangt ein vom Steuerteil 800 der Flip~Chip-
Bondvorrichtung 1 gesendetes Steuersignal und fihrt
Zustandsinformationen des Bestandteils zurick, so dass der
Bondprozess ohne eine vorgegebene Stdrung oder Unterbrechung

fortgesetzt werden kann.

Demgem&d® sollte jeder der Bestandteile als ein Konzept
verstanden werden, das bendtigte Sensoren und
Antriebseinheiten aufweist, und die Messinformationen oder
Zustandsinformationen, die von den Bestandteilen
bereitgestellt werden, werden im Speicher 860 des Steuerteils
gespeichert oder aktualisiert und erzeugen ein neues
Steuersignal durch eine Verarbeitungseinheit 810 des

Steuerteils.

Der Bondkopf 1120(1} oder 1120(2) ist an dem arbeitenden Teil
1110(1) oder 1110(2) angebracht, der Uberfihrbar an der ersten
{berfithrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) angebracht ist, und

beide Enden der ersten Uberfiihrungsstrecke 1100(1) oder
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1100{2) sind durch den sich bewegenden Teil an der zweiten

Uberfihrungsstrecke angebracht.

Wie mit Bezug auf die Figuren 1 und 2 beschrieben wird, haben
der arbeitende Teil 1110{(1) oder 1110(2) der ersten
Uberfihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) und der sich
bewegende Teil der zweiten Uberfihrungsstrecke jeweils eine
Antriebseinrichtung, und der Steuerteil zum Steuern der
Antriebseinrichtung kann die Antriebseinrichtung des
arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2) antreiben und die
Antriebseinrichtung des sich bewegenden Teils anhalten,
wdhrend der arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2) oder der
Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) von der Flussmittel-
Eintaucheinheit zur ersten Sichteinheit oder iliber diese

iberfiihrt wird.

In diesem Fall kénnen die Flussmittel-Eintaucheinheit und die
erste Sichteinheit auf derselben Achse parallel zur ersten

Uberfithrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) angeordnet werden.

Der arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2) bzw. der sich
bewegende Teil haben eine Antriebseinrichtung zum Uberfihren
des arbeitenden Teils 1110(1l) oder 1110(2) und des sich
bewegenden Teils auf der ersten Uberfiihrungsstrecke 1100(1)
oder 1100(2) und der zweiten Uberfiihrungsstrecke, und der
Steuerteil zum Steuern der Antriebseinrichtung des arbeitenden
Teils 1110(1)} oder 1110(2) und des sich bewegenden Teils kann
die Antriebseinrichtung des arbeitenden Teils 1110(1) oder
1110(2) antreiben und die Antriebseinrichtung des sich
bewegenden Teils anhalten, wdhrend der arbeitende Teil 1110(1)
oder 1110(2) von der Flussmittel~Eintaucheinheit zur ersten
Sichteinheit oder (iber diese iiberfithrt wird. Demgemdl kann

wahrend des Bondzyklus, in dem der Bondkopf 1120(1)'oder'
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1120(2) des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2) den Flip-
Chip-Anlieferteil, die Flussmittel-Eintaucheinheit, die erste
Sichteinheit und den Flip-Chip-Bondteil uml&uft, der sich
bewegende Teil weniger hdufig angetrieben werden als der

arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2).

Wenngleich die in Figur 8 und anderen folgenden Figuren
dargestellte Ausfihrungsform der vorstehend mit Bezug auf
Figur 2 beschriebenen Ausfihrungsform in der Hinsicht gleicht,
dass die Wendeeinheit 210, die Flussmittel-Eintaucheinheit 400
und die erste Sichteinheit 910 parallel zur ersten
Uberfihrungsstrecke angeordnet sind, die parallel zur y-Achse
ist, kann die Bondvorrichtung so ausgelegt sein, dass die
Positionen fiir das Ausfihren der Schritte des Aufnehmens eines
Flip-Chips, des Eintauchens des Flip-Chips in ein Flussmittel
und des Inspizierens einer Aufnahmeposition in eine Bahn des
entlang einer Richtung tberfiihrten Bondkopfs aufgenommen
werden kdnnen, oder die Bondvorrichtung kann ausgelegt sein,
um den Bondkopf hin und her zu iberfihren, indem die Richtung
der Uberfiihrungsbahn auf einer geraden Linie nach Bedarf

gedndert wizrd.

Demgemdl ist die in Figur 8 und anderen folgenden Figuren
dargestellte Ausfiihrungsform der letztgenannte Fall. Von den
mit Bezug auf Figur 8 und andere folgende Figuren
beschriebenen Teilen werden die Teile fortgelassen, die die
mit Bezug auf die Figuren 1 bis 7 beschriebenen Teile

iberlappen.

Die in den Figuren 1 bis 7 dargestellten Ausfihrungsformen
konzentrieren sich auf ein Verfahren zum Minimieren der
Haufigkeit des Antreibens des arbeitenden Teils oder des sich

bewegenden Teils fiir das Uberfithren des Bondkopfs in der xy-
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Ebene, der Hiufigkeit des Anderns der Antriebsrichtung oder
eines Positionsfehlers des arbeitenden Teils oder des sich
bewegenden Teils, wdhrend die nachstehend beschriebene
Ausfihrungsform eine spezifische Ausfilihrungsform ist, welche
ein Verfahren zum Erhdhen der Ausnutzung eines Raums durch
Verringern des Abstands zwischen Komponenten der
Bondvorrichtung und zum L&sen des Problems der zwischen den
Komponenten durch Verringern des Abstands erzeugten
Interferenz zusgdtzlich zum Minimieren der Strecke und der

Anzahl der Uberfithrungen des Bondkopfs vorschlagt.

Bei der in Figur 8 und anderen folgenden Figuren dargestellten
Flip-Chip-Bondvorrichtung kénnen die erste Sichteinheit und
die Flussmittel-Eintaucheinheit auf derselben Achse parallel
zur x-Achsenrichtung bereitgestellt sein, um die Haufigkeit
oder die Entfernung der Bewegung des Bondkopfs in x-
Achsenrichtung zu verringern, oder die erste Sichteinheit, die
Flussmittel-Eintaucheinheit und die Wendeeinheit k&nnen auf
derselben Achse parallel zur y-Achsenrichtung bereitgestellt
sein, um die Hiufigkeit oder die Entfernung der Bewegung des

Bondkopfs in x-Achsenrichtung zu verringern.

Der arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2}) der in den Figuren 8§
und 9 dargestellten Ausfihrungsform kann einen Bondkopf
1120(1) oder 1120(2) zum Aufnehmen eines Chips fc, dessen
obere und untere Fliche durch die Wendeeinheit 210{1) oder
210(2) umgedreht wurden, und eine zweite Sichteinheit 1130(1)
oder 1130(2), die vom Bondkopf 1120(1) cder 1120(2) in einer
Richtung um einen vorgegebenen Abstand d beabstandet ist,

aufweisen.

Zusdtzlich weist die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 mindestens

einen Justierinformations-Bereitstellungsteil auf, der eine
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Referenzmarkierung FM enth&lt, und der Justierinformations-
Bereitstellungsteil kann der zweiten Sichteinheit 1130(1}) oder
1130(2), die im arbeitenden Teil 1110(1} oder 1110(2}
bereitgestellt ist, Informationen tiber die Position der

Referenzmarkierung bereitstellen.

Dabei ist der arbeitende Teil 1110(1) oder 1110(2) so
ausgebildet, dass er lber der Wendeeinheit 210(1) oder 210(2)
und an der Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2) und
der ersten Sichteinheit 9%10(1) oder 910(2) und dem Bondteil
500 hochfahren und herunterfahren kann und zwischen dem
Bondteil 500, der ersten Sichteinheit 910(1) oder 910(2), der
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) oder 400{(2} und der
Wendeeinheit 210(1) oder 210{(2) Translaticonsbewegungen

ausfihrt.

Inshesondere ist der arbeitende Teil 1110(1} oder 1110(2)
installiert, um sich in y-Achsenrichtung entlang der ersten
Uberfiihrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) und in x-
Achsenrichtung entlang der zweiten Uberfithrungsstrecke 1300(1)

oder 1300(2) zu bewegen, wie in Figur 8 dargestellt ist.

Zusdtzlich sind der Bondkopf 1120(1) oder 1120(2) und die
zweite Sichteinheit 1130(1) oder 1130{2) im arbeitenden Teil
1110(L) oder 1110(2) bereitgestellt, um zusammen mit dem
arbeitenden Teil 1110(1) oder 1110(2) zu einer vorgegebenen
Position auf der xy~Ebene iberfihrt zu werden, wenn der

arbeitende Teil 1110{1l) oder 1110(2) iberfihrt wird.

Zusatziich kénnen der Flip-Chip-Anlieferteil 200, der

Flussmittel-Eintauchteil 400{(1) oder 400(2), die Wendeeinheit
210{1) oder 210(2) und der Bondteil 500 in einem Raum auf der
durch die erste Uberfithrungsstrecke 1100(1) oder 1100(2) und
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die zweite Uberfithrungsstrecke 1300(1l) oder 1300(2) gebildeten

xy-Ebene angecrdnet werden.

Mit Bezug auf Figur 8 sei bemerkt, dass die Wendeeinheit
210(1} oder 210(2), der Flussmittel-Eintauchteil 400(i) oderx
400(2), der arbeitende Teil 1110{(1l}) oder 1110(2} und die erste
Sichteinheit 910(1) oder 910(2) in Paaren mit der gleichen
Struktur an symmetrischen Positionen in Bezug auf die y-Achse
bereitgestellt sein kénnen und dass die arbeitenden Teile
1110(1) und 1110(2) jeweils an den zweiten
Uberfihrungsstrecken 1300(1l) und 1300(2) parallel zueinander
angebracht sein konnen, um sich entlang der y-Achse zu
bewegen. Nachstehend werden aus Grinden einer zweckmédfligen
Erklarung nur ein Bondkopf 1120(1), eine Wendeeinheit 210(1},
eine Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) und eine erste

Sichteinheit 910 beschrieben.

Mit Bezug auf Figur 9 sei bemerkt, dass der Bondkopf 1120(1)
einen Adsorptionskopf 1121 zum Aufnehmen eines Chips durch
direktes Ausiiben einer Vakuumadsorptionskraft auf den Chip und
ein Verbindungselement 415 zum Verbinden des Adsorptionskopfs
1121 mit dem Hauptkorper des Bondkopfs 1120(1) und zum
Ubertragen der Vakuumadsorptionskraft auf den Adsorptionskopf
1121 aufweisen kann. Der Adsorptionskopf 1121 kann dafir
ausgelegt sein, den aufgenommenen Chip fc¢ im Uhrzeigersinn
oder entgegen dem Uhrzeigersinn in Bezug auf die z~Achse zu
drehen. Daher kann der Adsorptionskopf 1121 die Position des

Chips, vom Steuerteil gesteuert, um 6 (Theta) korrigieren.

Die zweite Sichteinheit 1130(1) kann um einen vorgegebenen
Abstand d in einer Richtung vom Bondkopf 1120(1) des
arbeitenden Teils 1110(1) beabstandet installiert sein. Die

zweite Sichteinheit 1130(1l) kann bereitgestellt sein, um die
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Linsenoberflache der zweiten Sichteinheit 1130(1l) in einer
héheren Position als die Adsorptionsfliche des
Adsorptionskopfs 1121 des Bondkopfs 1120(1) anzuordnen, so
dass keine rdumliche Iﬁterferenz mit der zweiten Sichteinheit
1130 (1) auftreten kann, wenn der Bondkopf 1120(1) einen Chip

aufnimmt oder den Chip fc in ein Flussmittel £ eintaucht.

Die zweite Sichteinheit 1130(1) kann Positionsinformationen
iber die Referenzmarkierung FM von dem vorstehend
beschriebenen Justierinformations-Bereitstellungsteil
erhalten, Positionsinformationen jedes Chips fc des Wafers w
erhalten und Informationen tiber eine Referenzbondposition zum
Anbringen des Chips fc auf einem Bondsubstrat bs vom Bondteil

500 erhalten.

Die auf diese Weise durch die zweite Sichteinheit 1130(1) oder
1130(2) erhaltenen Positionsinformationen werden zum
Steuerteil Ubertragen, und der Steuerteil kann durch Berechnen
der Positicnsinformationen und Bewegen des Bondkopfs 1120(1)
oder 1120(2} an der Position des Chips eine x~Achsen-
Korrektur, eine y-Achsen-Korrektur und eine 6~ (Theta)-

Korrektur ausfihren.

Zusdtzlich kann eine erste Sichteinheit 910(1) oder 210(2) zum
Fotografieren des Adsorptionskopfs 1121 des Bondkopfs 1120(1)
oder 1120(2) und des Chips fc in aufwidrts blickender Richtung
vom unteren Teil des Bondkopfs 1120(1) oder 1120(2) auf dem
Bewegungsweg des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110(2), der
sich zwischen der Flussmittel-Eintaucheinheit 400 (1) oder

400 (2) und dem Bondteil 500 hin und her bewegt, bereitgestellt

sein.
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Dlie erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2) ist eine Kamera zum
Sammeln von Positionsinformationen des Chips fc, die vom
Bondkopf 1120(1} oder 1120(2) verwendet werden, und
insbesondere kann die erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2)
fotografisch feststellen, ob das Zentrum des Adsorptionskopfs
1121 des Bondkopfs 1120(1) oder 1120(2) mit dem Zentrum des
Chips fc justiert ist, ob der Abstand des Zentrums des
Adsorptionskopfs 1121 des Bondkeopfs 1120(1) oder 1120(2) vom
Zentrum des Chips fc abweicht, ob der Winkel des Chips fc vom
Adsorptionskopf 1121 des Bondkopfs 1120(1} oder 1120(2)
abwelcht und einen Justierzustand eines am Chip fc gebildeten

Bockers und dergleichen fotografieren.

Dabeil kann die erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2) unter dem
Uberfiihrungsweg des Bondkopfs 1120(1l) oder 1120(2) angeordnet
werden, um in aufwarts blickender Richtung zu fotografieren,
und wie vorstehend beschrieben wurde, kann die erste
Sichteinheit 910(1) oder 910(2) Positionsinformationen des
tberfiihrten Chips fc¢ durch Fotografieren der unteren Fl&che
des durch den Bondkopf 1120(1l) cder 1120{2) aufgenommenen

Chips fc erfassen.

Wenngleich die erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2) einen
Schragheitsgrad (Drehung) und eine Verschiebung in einer
spezifischen Richtung des Chips auf dexr Grundlage der
anfanglich eingegebenen Positionsinformationen des Chips durch
Fotografieren nur eines Punkts der unteren Fldche des
tiberfiihrten Chips fc bestimmen kann, kann vorzugsweise ein
genaueres Bild durch Fotografieren eines Bereichs von zwel

oder mehr Punkten extrahiert werden.

Falls sich der Chip innerhalk des Gesichtsfelds (FOV) der
ersten Sichteinheit 910(1) oder 910(2) befindet, kann die
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Position des Chips zusatzlich anhand eines durch Fotografieren
von zwei Punkten zu einer Zeit (Eine~Aufnahme-Fotografie)
erfassten Bilds erhalten werden. Wenn der Chip jedoch nicht in
das Gesichtsfeld (FOV) der ersten Sichteinheit 910(1) oder
8910(2) passt, koénnen zwei Punkte mit zwel Aufnahmen
fotografiert werden. Wie vorstehend beschrieben, wird der Chip
fc, dessen untere Flidche durch die Flussmittel-Eintaucheinheit
400 (1) oder 400(2) in ein Flussmittel eingetaucht wurde, zum
Bondteil 500 tberfithrt, widhrend er durch den Bondkopf 1120(1)
aufgenommen wird, und ein Bondsubstrat bs, an dem der Chip fc

angebracht ist, kann am Bondtell 500 prdpariert werden.

Dabei steuert der Steuerteil die Wendeeinheit 210 (1) oder
210(2), den Bondkopf 1120{(1) oder 1120(2) und die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2), und der Steuerteil kann
insbesondere die Position des Chips in Bezug auf die
Referenzbondposition (einen Installationsbereich) des
Bondsubstrats bs durch den Bondteil 500 auf der Grundlage der
durch die erste Sichteinheit 91G(1l) oder 910(2), die zweite
Sichteinheit 1130(1) oder 1130(2) und eine Justier-
Sichteinheit 12 erfassten Positionsinformationen

kontinuierlich korrigieren.

Das heiBt, dass der Steuerteil eine x-Achsen-Korrektur, eine
y-Achsen-Korrektur und eine 6-(Theta)-Korrektur an den
Positionsinformationen des Chips fc auf der Grundlage der
durch die erste Sichteinheit 910(1) oder 2910(2), die zweite
Sichteinheit 1130(1) cder 1130(2) und die Justier-Sichteinheit

12 erfassten Positionsinformationen ausfithren kann.

Zusatzlich kann der Steuerteil die Position des Chips fc durch
Berechnen des Schrégheitsgrads (eines Fehlerwerts) einer

Vorrichtung, wenn Jjede der Vorrichtungen (beilspielsweise die
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Wendeeinheit 210({1), der Bondkopf 1120(1), die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1), der Bondteil 500, der Flip-Chip-
Anlieferteil 200, der Wafer-Zufihrer 100 und die erste und die
zweite Uberfithrungsstrecke), welche die Flip-Chip-—
Bondvorrichtung 1 bilden, durch wiederholte Prozesse thermisch
verformt wird, genaues Berechnen der Position des
Referenzbondbereichs des Bondsubstrats bs und Einstellen von
Referenzkocordinaten des Bondkopfs 1120(1), wenn ein
Bondvorgang ausgefihrt wird, auf der Grundlage der
Positionsinformationen mindestens eines Justierinformations-
Bereitstellungsteils, welche durch die zweite Sichteinheit

1130(1) oder 1130(2) erfasst wurden, korrigieren.

Dabei ist der Bondkopf 1120(1}, wie vorstehend beschrieben
wurde, zu einer vorgegebenen Position in der xy-Ebene
Uberfihrbar und kann entlang einer Portalstruktur fiir diesen
Zweck tberfihrt werden. An diesem Punkt werden Vibrationen
durch schnelle und wiederholte Uberfiihrung des Bondkopfs
1120(1) erzeugt, und selbst ein Portalantriebsmotor fiir das
Antreiben eines Portals wird iberlastet, so dass eine
thermische Verformung auftreten kann. Die Genauigkeit und
Zuverlissigkeit des Bondprozesses kénnen durch die Vibrationen
und die thermische Verformung beeintrachtigt werden, und es
ist bevorzugt, die Hiufigkeit der Uberfiihrungen oder die
Uberfiihrungsstrecke des Bondkopfs 1120(1) in einer
spezifischen Achsenrichtung zu verringern, und es ist
insbesondere bevorzugt, die Anzahl der Uberfiihrungen in x-

Achsenrichtung zu verringern.

Wie bel den vorstehend beschriebenen Ausfithrungsformen kénnen
bei der in den Figuren 10 und 11 dargestellten Ausfithrungsform
die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) cder 400(2) und die

erste Sichteinheit 910(1) oder 910(2) jeweils auf einer
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bestimmten Achse L parallel zur ersten Uberfihrungsstrecke (y-
Achsenrichtung) des arbeitenden Teils 1110(1) oder 1110 (2)
bereitgestellt werden und kénnen die Wendeeinheit 210, die
Flussmittel—-Eintaucheinheit 400(1) oder 400(2) und die erste
Sichteinheit 910(1) oder 910(2) jewells auf einer bestimmten
Achse L parallel zur y-Achsenrichtung bereitgestellt werden.
Die Anzahl der Uberfithrungen des Bondkopfs 1120(1) in x-
Achsenrichtung kann durch eine solche Struktur um das Ein-

oder Zweilfache verringert werden.

Weil die Anzahl der Uberfilhrungen in x-Achsenrichtung ver-
ringert ist, kénnen eine Uberlastung des Portalantriebsteils
verhindert werden, durch {berlastungen auftretende thermische
Verformungen unterdriickt werden und innerhalb der Vorrichtung

erzeugte Vibrationen verringert werden.

Mit Bezug auf die Figuren 8 bis 10 sel bemerkt, dass die erste
Sichteinheit 910(1), die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1)
und die Wendeeinheit 210(1l) um einen vorgegebenen Abstand in
y~BAchsenrichtung voneinander entfernt angeordnet werden

kénnen.

Die erste Sichteinheit 910(1) fotografiext den Chip fc, um
Positionsinformationen des Chips und einen Zustand des
Aufbringens des Flussmittels zu bestdtigen, und der Bondkopf
1120 (1) kann nach Abschluss des Fotcografierens den Chip fc zum
Bondteil 500 tberfihren.

Falls die erste Sichteinheit 910(1) und die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) hierbei nicht jeweils auf einer
bestimmten Achse L parallel zur y-Achsenrichtung bereit-
gestellt werden, sollte der Bondkopf zumindest einmal entlang

der x-Achsenrichtung tberfiihrt werden, um durch die erste

NACHGEREICHT




ow .o *eat veBa B9 [ A2 X ]
.. .. .
L N - e -
. L4

57 LR ] I..l.. .

(XY Y]
AL LR
seae

Sichteinheit 910(1) fotografiert zu werden, nachdem der Chip
fc in ein Flussmittel eingetaucht wurde, und eine solche
Uberfihrung in x-Achsenrichtung induziert eine thermische

Verformung oder Vibration, wie vorstehend beschrieben wurde.

Zusitzlich sollte der Bondkopf, wenn die erste Sichteinheit
910(1), die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) und die
Wendeeinheit 210 nicht jeweils auf einer bestimmten Achse L
parallel zur y-Achsenrichtung bereitgestellt sind, mindestens
neun Mal entlang der x-Achsenrichtung lberfiihrt werden, um den
Chip fc von der Wendeeinheit 210(1) zu empfangen, einen auf
der unteren Fldche des Chips fc gebildeten Hocker in das
Flussmittel einzutauchen und durch die erste Sichteinheit

910 (1) zu fotografieren, nachdem der Chip fc in das
Flussmittel eingetaucht wurde, wobei eine solche Uberfilhrung
in x-Achsenrichtung eine thermische Verformung oder

Vibrationen herbeifihrt, wie vorstehend beschrieben wurde.

Hierfiir werden bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdR der
vorliegenden Erfindung die erste Sichteinheit 910(1) und die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400{(1} jeweils auf einer
bestimmten Achse L parallel zur y-Achsenrichtung
bereitgestellt, und thermische Verformungen der
Bondvorrichtung 1 und die Erzeugung von Vibrationen konnen
durch Verringerung der Anzahl der Uberfihrungen in x-

Achsenrichtung wirksam verhindert werden.

Zusitzlich werden die erste Sichteinheit 910(1), die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) und die Wendeeinheit 210(1)
jewells auf einer bestimmten Achse L parallel zur y-
Achsenrichtung bereitgestellt, und thermische Verformungen der

Bondvorrichtung 1 und die Erzeugung von Vibrationen konnen
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durch Verringern der Anzahl der Uberfihrungen in x-

Bchsenrichtung wirksam verhindert werden.

Zusdtzlich wird dabei eine Aussparung 410a zum Aufnehmen von
Flussmittel f an einer Flussmittelaufnahme 410 derx
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) bereitgestellt, und wenn
sich die Flussmittelaufnahme 410 zum Eintauchen in das
Flussmittel gleitend vorbewegt, konnen die Aussparung 410a und
die erste Sichteinheit 910(1l) jeweils auf einer bestimmten

Achse L parallel zur y-Achsenrichtung bereitgestellt werden.

Hier sei mit Bezug auf Figur 10 bemerkt, dass der
Flussmittelabstreicher 412 entlang der x-Achsenrichtung in
einem bestimmten Abstand von einer bestimmten Achse L paraliel
zur y-Achsenrichtung angeordnet werden kann. Nur dann, wenn
sich die Flussmittelaufnahme 410 gleitend vorwdrts bewegt,
kénnen die Aussparung 410a und die erste Sichteinheit 210(1)
zum Bereitstellen eines Arbeitsraums fiir das Eintauchen in das
Flussmittel jeweils auf einer bestimmten Achse L parallel zur

y-Achsenrichtung berxeitgestellt werden.

Bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 mit einer derartigen

Struktur kann die erste Sichteinheit 210(1) ein Bild ohne eine
Uberfiihrung in x-Achsenrichtung oder ein Anhalten beim Prozess
des Uberfiihrens des Bendkopfs 1120(1) entlang einer bestimmten

Achse L parallel zur y-Achsenrichtung fotografieren.

Zusatzlich koénnen bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 mit
elner derartigen Struktur die Prozesse des Aufnehmens des
Chips, des Eintauchens des Chips in das Flussmittel und des
Fotografierens des Chips beim Prozess des Uberfithrens des
Bondkopfs 1120(1) entlang einer bestimmten Achse L parallel

zur y-Achsenrichtung ausgefthrt werden.
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Das heift, dass die thermische Verformung und die Erzeugung
von Vibrationen der Bondvorrichtung 1 wirksam verhindert
werden konnen, weil jeder der Prozesse beim Prozess des
Uberfiihrens des Bondkopfs 1120{(1) in y-Achsenrichtung ohne
eine Uberfihrung in x-Achsenrichtung nacheinander ausgefiihrt

werden kann.

Zusatzlich kann die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 gemdh einer
Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung den
Uberfiihrungsabstand in einer spezifischen Achsenrichtung
verringern, und es kann beispielsweise der Uberfithrungsabstand
in y-Achsenrichtung verringert werden. Wie vorstehend
beschrieben wurde, sind die erste Sichteinheit 9%10(1), die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) und die Wendeeinheit 210(1)
in einem vorgegebenen Abstand entlang der y-Achsenrichtung
voneinander angeordnet und kénnen die erste Sichteinheit
910(1), die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1} und die
Wendeeinheit 210(1) dicht beieinander angeordnet werden, um

den Uberfiihrungsabstand in y-Achsenrichtung zu verringern.

Nachstehend wird eine Struktur zum Anordnen der Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1l) und der Wendeeinheit 210(1) dicht

beieinander, um den Uberfiihrungsabstand des Bondkopfs 1120 (1)
in y-Achsenrichtung zu verringern, detailliert mit Bezug auf

die anliegende Zeichnung beschrieben.

Die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) kann eine
Flussmittelaufnahme 410 zum Aufnehmen eines Flussmittels f zum
Eintauchen des Chips fc, einen Flussmittelabstreicher 412 zum
Abflachen des Flussmittels f und einen zweiten Antriebsteil
413 zum gleitenden Bewegen der Flussmittelaufnahme 410

aufweilsen.
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Das heiBt, dass die Flussmittel-Eintaucheinheit 400 (1) eine
Struktur aufweist, bei der sich die Flussmittelaufnahme 410
gleitend zum Eintauchen in das Flussmittel und zum Abflachen

des Flussmittels bewegt.

Es sel zum Vergleich bemerkt, dass bei der Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(1) aus dem Stand der Technik in der
Hinsicht ein Problem auftritt, dass, weil die
Flussmittelaufnahme 410 unter Verwendung eines Griffs in
Eingriff mit dem Flussmittelabstreicher 412 steht, um das
Flussmittel auf der Flussmittelaufnahme 410 abzuflachen,
infolge der Hohe des Griffs wdhrend des Vorgangs Stdrungen
auftreten. Auch wenn kein Flussmittel-Eintauchvorgang
ausgefihrt wird, sollte die Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1)
infolge einer speziellen Arbeitsumgebung in der Art des
flissigen Zustands des Flussmittels oder dergleichen st&ndig
in Echtzeit das Flussmittel abflachen. Allerdings bewegt sich
der Bondkopf, wie vorstehend beschrieben wurde, zwischen der
ersten Sichteinheit 910(1), der zweiten Sichteinheit 1130(1)
und der Korrektureinheit 700(1l) hin und her, um zu
inspizieren, ob in einem Einstellungswert des Bondkopfs

1120 (1) ein Fehler auftritt und einen Schragheitswert zu
korrigieren, und weil an diesem Punkt St&rungen zwischen der
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) und dem Griff auftreten und
die Flussmittel-FEintaucheinheit 400 (1) von der ersten
Sichteinheit 910(1) und der Korrektureinheit 700(1) getrennt
sein sollte, um keine Stérungen zu erzeugen, gibt es eine

Grenze filir die dichte Anordnung.

Ferner ist es schwierig, die Wendeeinheit 210(1) und die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) infolge des Antriebsteils

{einschlieBlich einer Vielzahl elektrischer Elemente und einer
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Vakuumleitung) der Wendeeinheit 210(1) dicht beieinander
anzuordnen. Gemif der vorliegenden Erfindung koénnen die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1l), die erste Sichteinheit
910(1) und die Korrektureinheit 700(1l) mit maximaler Dichte
beieinander angecrdnet werden, chne dass eine Stérung an der
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) auftritt, wihrend der
Bondkopf 1120(1) einen Korrekturvorgang ausfihrt, und die
Bewegungsstrecke des Bondkopfs 1120(1) ih y—-Achsenrichtung
kann durch dichtes Anordnen der Wendeeinheit 210(1) und der
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) beieinander verringert

werden, so dass der Gesamt-UPH-Wert verringert werden kann.

Mit Bezug auf die Figuren 14 und 15 sei bemerkt, dass die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) einen Hauptkorper 414 mit
einem zweiten Antriebsteil 413 und einer Anbringungseinheit
420 zum Anbringen des Flussmittelabstreichers 412 am
Hauptkoérper 414 aufwelst und dass der Hauptkorper 414 ein
unteres Gehduse 415, das auf einer Installationsfliche
aufliegt, und ein oberes Gehduse 416, das gemdl einer
Ausfithrungsform am unteren Geh&use 415 angebracht ist,
aufweisen kann. Die Flussmittelaufnahme 410 kann sich gleitend
durch einen vom unteren Gehause 415 und vom oberen Gehduse 416
erzeugten Raum bewegen, und die Anbringungseinheit 420 kann am
oberen Gehiduse 416 oder am unteren Gehiduse 415 bereitgestellt

sein.

An diesem Punkt kann sich die Flussmittelaufnahme 410 in Bezug
auf den Flussmittelabstreicher 412 vor- und zurtlickbewegen.
Wenn sich die Flussmittelaufnahme 410 gleitend vorwdrts
bewegt, kann sie aus dem Hauptkdrper 414 herausgeschoben

werden.
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Das heiBt, dass, wenn sich die Flussmittelaufnahme 410 fir das
Eintauchen in das Flussmittel gleitend vorwdrts bewegt, die
Flussmittelaufnahme 410 aus dem Hauptkérper 414
herausgeschoben wird und die Flussmittelaufnahme 410 in den
Hauptkorper 414 eingefihrt werden kann, wenn sich die
Flussmittelaufnahme 410 zum Abflachen des Flussmittels

gleitend vor- und zurlckbewegt.

Wenn die Flussmittelaufnahme 410 aus dem Hauptkérper 414
herausgeschoben wird, k&nnen die Flussmittelaufnahme 410 und
ein erster Antriebsteil 211(1) der Wendeeinheit 210{1) hierbei
so angeordnet werden, dass zumindest einige Bereiche von ihnen

die xy-Ebene liberlappen.

Mit Bezug auf Figur 15 sei bemerkt, dass, wenn sich die
Flussmittelaufnahme 410 gleitend vorwdrts bewegt, ein erster
Raum 81 und ein zweiter Raum S2 am oberen Teil und am unteren

Teil der Flussmittelaufnahme 410 bereitgestellt werden kdénnen.

Mit Bezug auf Figur 12 sei bemerkt, dass an diesem Punkt der
erste Antriebsteil 211(1) der Wendeeinheit 210{(1) im zweiten
Raum S2 angeordnetf werden kann und ein Gehduse 213(1)
aufweist, das im zweiten Raum angeordnet ist, und dass ein
Kabel und eine Vakuumleitung, die mit der Wendeeinheit 210(1)
verbunden sind, innerhalb des Gehduses 213(1) bereltgestellt
werden k&nnen. Das heilt, dass, well eine Vielzahl von
Elementen voller L&nge und die Vakuumleitung in Bezug auf die
Wendeeinheit 210(1) innerhalb des einzelnen Gehduses 213(1)
bereitgestellt sind, das im zweiten Raum S2 anzuordnen ist,
welcher unter der Flussmittelaufnahme 410 ausgebildet ist, der
tote Raum der Bondvorrichtung 1 verringert werden kann und die

Raumausnutzung verbessert werden kann.
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Wie vorstehend beschrieben wurde, kénnen die Aussparung 410a,
die erste Sichteinheit 910(1) und die Wendeeinheit 210(1),
wenn sich die Flussmittelaufnahme 410 fir das Eintauchen in
das Flussmittel gleitend vorwdrts bewegt, jeweils auf einer
bestimmten Achse L parallel zur y-Achsenrichtung
bereitgestellt werden, und der Flussmittelabstreicher 412 kann
um einen vorgegebenen Abstand entlang der x-Achsenrichtung
parallel zur y-Achsenrichtung von der bestimmten Achse L

beabstandet angeordnet werden.

Zusdtzlich konnen die Wendeeinheit 210(1) und die Flussmittel-
Eintaucheinheit 400(l) durch Anordnen des ersten Antriebsteils
211(1) der Wendeeinheit 210(1) in dem unter der
Flussmittelaufnahme 410 gebildeten zweiten Raum S2 entlang derxr
y-Achse dicht beileinander angeordnet werden, und die
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) und die Wendeeinheit 2101}
kénnen so installiert werden, dass die Wendeeinheit 210(1) und
die Aussparung 410a der Flussmittelaufnahme 410 auf einer
bestimmten Achse L parallel zur y-Achsenrichtung angeordnet

werden kOnnen.

Demgemdf koénnen durch die vorstehend beschriebene Struktur die
Anzahl der (Uberfilhrungen in x-Achsenrichtung verringert
werden, der Rewegungsabstand in y-Achsenrichtung verringert
werden und gleichzeitig die Raumausnutzung der Bondvorrichtung

1 verbessert werden.

Dabei sei mit Bezug auf die Figuren 12 und 16 bemerkt, dass
iber bzw. unter der Flussmittelaufnahme 410 ein erster Raum Sl
bzw. ein zweiter Raum S2 bereitgestellt wird und der Bondkopf
1120(1) in den erxrsten Raum Sl eintreten kann, wenn sich die
Flussmittelaufnahme 410 zum Eintauchen eines Chips fc in das

Flussmittel gleitend vorwdrts bewegt.
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Ferner kann der Bondkopf 1120(1), wenn sich die
Flussmittelaufnahme 410 gleitend riickwdrts bewegt, in den
ersten Raum S1 eintreten. Falls sich die Flussmittelaufnahme
gleitend vorwadrts und riickwarts bewegt, kann das Flussmittel

abgeflacht werden.

Falls dabei angenommen wird, dass sich der
Flussmittelabstreicher 412 an Stelle der sich gleitend
bewegenden Flussmittelaufnahme 410 bewegt, kann der vorstehend
beschriebene erste Raum verschwinden, wenn sich der
Flussmittelabstreicher 412 zur Abflachung des Flussmittels
gleitend zur Aussparung 410a der Flussmittelaufnahme 410
bewegt. Bei dieser Struktur kann der Bondkopf 1120(1) erst in
die Flussmittelaufnahme 410 eintreten, wenn das Abflachen des
Flussmittels durch den Flussmittelabstreicher 412
abgeschlossen wurde. Falls der Eintrittszeitpunkt des
Bondkopfs 1120(1) auf diese Weise durch die Interferenz mit
dem Flussmittelabstreicher 412 beschrinkt wird, wird der UPH-
Wert der Gesamtvorrichtung beeinflusst. Zusdtzlich sollte die
Zeit fiir das Abflachen verringert werden, um Stdrungen
zwischen dem Bondkopf 1120(1) und dem Flussmittelabstreicher

412 zu verhindern.

Weil der Bondkopf 1120(1) in beiden Fallen des Eintauchens in
das Flussmittel oder des Abflachens des Flussmittels in den
ersten Raum S1 eintreten kann, falls die Flussmittelaufnahme
410 der Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1) eine sich gleitend
bewegende Struktur hat, wird demgemdfll die Wartezeit filir das
Eintreten des Bondkopfs 1120(1} entfernt, kann ausreichend
Zeit fir das Abflachen des Flussmittels sichergestellt werden
und kann gleichzeitig der UPH-Wert der gesamten Vorrichtung

verbessert werden.
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Dabei kann die Anbringungseinheit 420 ein Schienenelement 421
zum Anbringen einer Tauchplatte 410, ein erstes Halteelement
422 oder 424, das durch ein Gelenk hl mit dem Schienenelement
421 gekoppelt ist und den oberen Abschnitt des
Flussmittelabstreichers 412 hilt, und ein zweites Halteelement
423, das durch ein Gelenk h2 mit dem ersten Halteelement 422
gekoppelt ist und die Vorderseite des Flussmittelabstreichers

412 hilt, aufweisen.

Gemah einer Ausfihrungsform ist das erste Halteelement 422
oder 424 durch das Gelenk hl mit dem Schienenelement 421
gekoppelt und kann ein unteres Element 424 zum Driicken eines
Vorsprungsteils 412a des Flussmittelabstreichers 412 und ein
oberes Element 422, das durch das Gelenk h2 mit dem zweiten
Halteelement 423 gekoppelt ist, aufweisen. An diesem Punkt
kann ein Abschnitt des unteren Elements 424 in das zweite

Halteelement 423 eingefiithrt werden.

Dabei kann die Anbringungseinheit 420 eine Funktion zum
Ausiiben einer bestimmten Adhdsionskraft (Druckkraft) fiir das
Abflachen des Flussmittels zwischen einem driickenden Element
412 und der Flussmittelaufnahme 410 ausfilhren. Zu diesem Zweck
kann die Anbringungseinheit 420 ein erstes elastisches Element
425, das zwischen dem ersten Halteelement 422 oder 424 und dem
Schienenelement 421 angeordnet ist, und ein zwelites
elastisches Element 426, das zwischen dem zweiten Halteelement
423 und dem ersten Halteelement 422 oder 424 angeordnet ist,

aufweisen.

Gemdh einer Ausfihrungsform kann das erste elastische Element
425 zwischen dem oberen Element 422 und dem unteren Element

424 der ersten Halteelemente 422 und 424 angeordnet sein und
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kann das zwelite elastische Element 426 zwischen dem oberen

Element 422 und dem zweiten Halteelement 423 angeordnet sein.

Zusdtzlich kénnen das erste elastische Element 425 und das
zweite elastische Element 426 aus unterschiedlichen Richtungen
eine elastische Kraft auf den Flussmittelabstreicher 412
ausiiben, und gemah einer Ausfihrungsform kénnen das erste
elastische Element 425 eine elastische Kraft in z-
Achsenrichtung und das zweite elastische Element 426 eine
elastische Kraft in x-Achsenrichtung ausiiben, wiahrend das
zwelte Halteslement 423 am Schienenelement 421 angebracht

wird.

Weil die elastischen Kridfte aus unterschiedlichen Richtungen
ausgellbt werden, kann im Flussmittelabstreicher 412 und in der
Flussmittelaufnahme 410 eins konstante Druckkraft
aufrechterhalten werden, und die Zuverl&ssigkelt des

Flussmittelabflachungsprozesses kann gewdhrleistet werden.

Dabei ist ein Verriegelungsvorsprung 423a am zwelten
Halteelement 423 bereitgestellt, und eine Verriegelungsstufe
421a in Kombination mit dem Verriegelungsvorsprung 423a kann
am Schienenelement 421 bereitgestellt sein. An diesem Punkt
kann die Verriegelungsstufe 42la auf der Seite des
Hauptkdrpers 414 angeordnet sein. Weil die Kopplungsteile 4Z23a
und 421la der Anbringungseinheit 420 nicht am Hauptkorper 414
bereitgestellt sind, wie vorstehend beschrieben wurde, sondern
auf der Seite angeordnet sind, koénnen Stérungen mit dem

Bondkopf 1120(1) verhindert werden.

Dabei sei mit Bezug auf die Figuren 12 und 16 bemerkt, dass,
wie vorstehend beschrieben wurde, sich die Flussmittelaufnahme

410 vom Flussmittelabstreicher 412 zum Eintauchen in das

NACHGEREICHT



o ae 88 SH8E &9 sban
LN .

L]
L . e *
. . ® * o0 - [ 1 1] L
- - e L * * L L]
. L I L L] L - - L ]
67 .0 *e &b L] LY »

Flussmittel gleitend vorwdrts bewegen kann und sich zum
Abflachen des Flussmittels in Bezug auf den
Flussmittelabstreicher 412 gleitend vorwarts und rickwdrts

bewegen kann.

Wenn sich die Flussmittelaufnahme 410 an diesem Punkt vom
Flussmittelabstreicher 412 gleitend vorwdrts bewegt, bewegt
sich die Flussmittelaufnahme 410 in einer sich vom zweiten
Antriebsteil 413 entfernenden Richtung, und wenn sich die
Flussmittelaufnahme 410 vom Flussmittelabstreicher 412
gleitend riickwdrts bewegt, bewegt sich die Flussmittelaufnahme

410 in Richtung zum zweiten Antriebsteil 413 hin.

Mit Bezug auf Figur 12 sei bemerkt, dass auf dem Chip fc ein
Léthéckermuster 11 mit einem vorgegebenen Abstand P
bereitgestellt ist und dass eine das Flussmittel f enthaltende
Aussparung 410a an der Flussmittelaufnahme 410 der
Flussmittel-Eintaucheinheit 400(1l) bereitgestellt werden kann.
Wie vorstehend beschrieben wurde, kann sich die
Flussmittelaufnahme 410 in Bezug auf den
Flussmittelabstreicher 412 vorwarts und rickwidrts bewegen.
Falls sich die Flussmittelaufnahme 410 zum Eintauchen in das
Flussmittel vom Flussmittelabstreicher 412 vorwdrts bewegt
(siehe Figur 1lé6{a)), kann der den Chip fc aufnehmende Bondkopi
1120{1) zur Aussparung 410a der Flussmittelaufnahme 410
angehoben werden, um das Flussmittel f auf das Lothéckermuster
11 aufzubringen. Falls die Aufbringung des Flussmittels oder
das Eintauchen in das Flussmittel £fir einen der Chips fc
abgeschlossen ist, bewegt sich die Flussmittelaufnahme 410
dann in Bezug auf den Flussmittelabstreicher 412 gleitend
vorwarts und rickwdrts, um das Flussmittel abzuflachen (siehe

Figur 16(b)).
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Dabei hat die Flussmittel-Eintaucheinheit 400{(1) mit einerx
Struktur, die in der Lage ist, die Flussmittelaufnahme 410
gleitend zu bewegen, die Wirkung, das Flussmittel der
Flussmittelaufnahme 410 abzuflachen, so dass das Flussmittel

gleichmafig aufgebracht werden kann.

Insbesondere sei mit Bezug auf Figur 12 bemerkt, dass, falls
das Eintauchen eines Chips fc in das Flussmittel £
abgeschlossen ist, ein dem Léthdckermuster 11 mit einem
vorgegebenen Abstand P entsprechendes Muster eines konkaven
Teils 31 in dem in der Aussparung 410z enthaltenen Flussmittel
f gebildet ist. Dieses Muster des konkaven Teils 31 kann als

erster RBintauchbereich bezeichnet werden.

Falls in diesem Fall das Aufbringen von Flussmittel auf den
ndchsten Chip auf den konkaven Teilen 31 erfolgt, kann infolge
der konkaven Teile 31 nicht die richtige Menge des
Flussmittels f gleichmédBig auf die Lothdcker des ndchsten
Chips aufgebracht werden. Das heiRt, dass selbst nach
Abschluss der gleitenden Bewegqung der Flussmittelaufnahme 410
fir das Abflachen des Flussmittels die konkaven Teile 31 nicht
gleichmidfig akbgeflacht sein konnen. Insbesondere kénnen,
abhidngig von der Menge oder vom Zustand des Flussmittels oder
von der Haftkraft des Flussmittelabstreichers und der
Flussmittelaufnahme, obgleich das Flussmittel durch die
gleitende Bewegung der Flussmittelaufnahme 410 abgeflacht
wurde, moglicherweise nicht alle konkaven Teile 31 mit nux

einem Abflachungsvorgang gleichmidfig abgeflacht werden.

Der Flussmittelaufnehmer kann so gesteuert werden, dass er
sich gleitend bis in eine groBere Entfernung bewegt, die
kleiner ist als der Abstand P des Léthéckermusters

(beispielsweise bis zur Halfte des Abstands des
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Lothdckermusters), oder dass er sich weniger weit bis in eine
Entfernung bewegt, die kleiner als der Abstand ist, so dass
die konkaven Teile 31 des ersten Eintauchbereichs entsprechend
dem Eintauchen des vorhergehenden Chips fc in das Flussmittel
die konkaven Teile 31 eines zweiten Eintauchbereichs
entsprechend dem Eintauchen des n&chsten Chips in das

Flussmittel nicht Uberlappen.

Weil das Eintauchen des nachsten Chips in das Flussmittel in
einem Bereich (abgeflachten Bereich) ausgefihrt wird, der von
den durch die Lothécker 11 des vorhergehenden Chips fc durch
die Gleitbewegungsstruktur der Flussmittelaufnahme 410
gebildeten konkaven Teilen 31 verschieden ist, kann eine
Ungewissheit, die in dem Abflachungsprozess auftreten kann,
entfernt werden, und die Zuverlédssigkeit des kontinuierlich an
mehreren Chips ausgefilhrten Flussmitteleintauchprozesses kann

demgemdll verbessert werden.

Mit Bezug auf die Figuren 12 und 17 sel bemerkt, dass die
Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 dabei zus&tzlich eine
Drucksteuervorrichtung 215 aufweisen kann, um leicht zu

erfassen, ob ein Chip fc¢ aufgenommen wird oder nicht.

Beispielsweise kann die Drucksteuervorrichtung 215 mit der
Wendeeinheit 216G (1) wverbunden sein, und es kann durch die
Drucksteuervorrichtung 215 leicht erfasst werden, ob ein Chip

fc aufgenommen wird.

Zusatzlich kann die Flip-Chip-Bondvorrichtung 1 einen zwischen
dem Bondkopf 1120{1) und der Drucksteuervorrichtung 215

bereitgestellten Drucksensor 214 aufweisen.
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Wie vorstehend beschrieben wurde, fiihren der Bondkopf 1120(1)
und die Wendeeinheit 210(1) eine Aufnahmefunktion aus, wahrend
der Chip fc aufgenommen wird, und es ist wichtig, richtig zu
erfassen, ob der Chip fc tatsdchlich aufgenommen wurde. Weil
die Adsorption und das L&sen des Chips fc zus&tzlich in einer
verhdltnisméBig kurzen Zeit erreicht werden, ist es bei dem
Prozess sehr wichtig, zu bestimmen, ob der Chip fc tatséchlich

aufgencmmen oder gel&st wurde.

Nachstehend wird fiir die Zwecke der Erklarung ein Beispiel der

Wendeeinheit 210{1) beschrieben.

Mit Bezug auf Figur 17 sei bemerkt, dass der Drucksensor 214
fiir das Erfassen eines Saugdrucks zwischen der Wendeeinheit
210(1) und einem Piab 216 als Vakuumgenerator bereitgestellt
ist, der den Saugdruck fir die Wendeeinheit 210(1}
bereitstellt, und dass die Drucksteuervorrichtung 215 zwischen
der Wendeeinheit 210(1) und dem Piab 216, der den Saugdruck
fiir die Wendeeinheit 210(1) bereitstellt, bereitgestellt sein

kann.

An diesem Punkt steuert die Drucksteuervorrichtung 215, um
richtig zu erfassen, ob der Chip fc aufgenommen wird, die
Saugkraft zwischen der Wendeeinheit 210(1) und der
Drucksteuervorrichtung 215, so dass sie kleiner ist als die
Saugkraft zwischen der Drucksteuervorrichtung 215 und dem Piab
216, bevor der Chip fc an der Wendeeinheit 210{1) aufgenommen
wird, und wenn der Chip 10 an der Wendeeinheit 210(1)
aufgenommen wurde, steuert die Drucksteuervorrichtung 215 die
Saugkraft zwischen der Wendeeinheit 210(1) und der
Drucksteuervorrichtung 215 so, dass sie gleich der Saugkraft

zwischen der Drucksteuervorrichtung 215 und dem Piab 216 ist.

| NACHGEREICHT




LE ] . ARE® 408y e (A L]]
. L g -

. [

. ] o ang . see *
. s . - u - 8

» ae® . @ * o @
se *e oee » e »

71

Mit anderen Worten steuert die Drucksteuervorrichtung 215 den
Fluss der in die Wendeeinheit 210{(1) einstrdmenden Luft, um

den Saugdruck der Wendeeinheit 210(1l) so zu steuern, dass er
gleich cder &hnlich dem Saugdruck der von auBen einstrdmenden

Luft ist.

Insbesondere kann die Vakuumleitung zwischen dem Piab 216 und
der Wendeeinheit 210(1) durch die Drucksteuervorrichtung 215
in eine Vakuumleitung zwischen der Wendeeinheit 210(1) und der
Drucksteuervorrichtung 215 und eine Vakuumleitung zwischen der
Drucksteuervorrichtung 215 und dem Piab 216 unterteilt werden,
und es ist bevorzugt, die Drucksteuervorrichtung 215 so
anzuordnen, dass die Lange zwischen der Wendeeinheit 210(1}
und der Drucksteuervorrichtung 215 kleiner ist als die L&nge
zwischen der Drucksteuervorrichtung 215 und dem Piab 216, und
der Drucksensor 214 ist vorzugsweise an der Vakuumleitung
zwischen der Wendeeinheit 210(1) und der

Drucksteuervorrichtung 215 bereitgestellt.

Wenn dex Piab 216 die Luft in der Vakuumleitung ansaugt,

geschieht die Adsorption des Chips fc.

Wenn die Drucksteuervorrichtung 215 im Stand der Technik nicht
existiert, ist die Druckdifferenz in der Vakuumleitung
zwischen einem Zustand, in dem der Chip fc aufgenommen wird,
und einem Zustand, in dem der Chip fc geldést wird, kleln, so
dass es schwierig ist, zu bestimmen, ob der Chip fc richtig
aufgenommen wurde, weil der durch den Piab 216 erzeugte
Vakuumdruck, widhrend der Chip 10 nicht aufgenommen ist, wviel
kleiner ist als der Druck der durch die Wendeeinheit 210(1)

angesaugten Luft (beispielsweise Atmosphdrendruck).
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Der auf die Vakuumleitung zwischen der Drucksteuervorrichtung
215 und dem Piab 216 durch die Drucksteuervorrichtung 215
ausgeiibte Saugdruck ist unabhingig davon, ob der Chip fc
aufgenommen wird, gleich jenem aus dem Stand der Technik, und
der Saugdruck zwischen der Wendeeinheit 210(1) und der
Drucksteuervorrichtung 215 kann &dhnlich dem Druck der von der
Wendeeinheit 210(1l) angesaugten Luft (beispielsweise dhnlich
dem Atmosphirendruck) gehalten werden. An diesem Punkt kann
der Drucksensor 214 die Differenz zwischen den Saugdricken der
Wendeeinheit 210(1l) und der Drucksteuervorrichtung 215 leicht
erfassen, well der Saugdruck zwischen der Wendeeinheit 210(1)
und der Drucksteuervorrichtung 215 dhnlich dem Druck der durch
die Wendeeinheit 210(1) angesaugten Luft gehalten wird, wenn
der Chip fc aufgenommen oder abgeldst wird. Das heifit, dass es
im Stand der Technik schwierig ist, festzustellen, ob ein Chip
aufgenommen wurde, weil der Druck der einstrdmenden Luft
erheblich kleiner ist als der gebildete Vakuumdruck. Weil der
gebildete Vakuumdruck gemdB der vorliegenden Erfindung jedoch
durch die Verwendung der Drucksteuervorrichtung 215 dhnlich
dem Druck der einstromenden Luft ist, kann die Druckdifferenz
leicht bestimmt werden, auch wenn der Druck der einstrdmenden
Luft gering ist, so dass sich leicht bestimmen lasst, ob der

Chip fc aufgencmmen oder geldst wurde.

Daher wird der Drucksensor 214 zwischen der Wendeeilnheilt
210(1) und der Drucksteuervorrichtung bereitgestellt und kann

erfassen, ob der Chip aufgenommen wurde oder nicht.

Es ist unerwlinscht, unter Verwendung des Piabs 216 ohne die
Drucksteuervorrichtung 215 einen Vakuumdruck zu bilden, der
dhnlich dem Druck der einstrémenden Luft ist, weil viel Zeit

erforderlich 1st, um einen Vakuumzustand zu bilden, und das
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Vakuum durch die Verwendung der Drucksteuervorrichtung 215

leicht erzeugt werden kann.

Bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung gemah der vorliegenden
Erfindung kann der durch die thermische Expansion von
Komponenten, welche durch die im Antriebsteil jeder der
Uberfithrungsstrecken erzeugte Warme hervorgerufen wird,

erzeugte Positionsfehler minimiert werden.

Zusatzlich kann bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung gemal der
vorliegenden Erfindung durch Minimieren der Bewegung der
Antriebseinrichtung, die viel Warme erzeugt, Zeit fiir das
Abkiihlen der durch die Wdrmeerzeugung uberhitzten Bestandteile

gewahrleistet werden.

Zusdtzlich kénnen bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung geméd® der
vorliegenden Erfindung durch Minimieren einer abrupten
Beschleunigung auf eine hohe Geschwindigkeit und der Anzahl
der Richtungsinderungen des Bondkopfs StéBe oder dergleichen,
die durch Vibrationen oder die Trdgheit des Bondkopfs

hervorgerufen werden, minimiert werden.

Weil bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung gemdR der vorliegenden
Erfindung zusdtzlich der Positionsfehler minimiert werden
kann, der durch die Warmeausdehnung von Komponenten
hervorgerufen werden kann, die durch die im Antriebsteil von
jeder der Uberfiihrungsstrecken erzeugte Wiarme hervorgerufen
wird, kénnen Fehler von bel einem
Halbleiterherstellungsprozess erzeugten Produkten minimiert

werden.

Weil bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung gemaf der vorliegenden

Erfindung insbesondere die Anzahl der Bewegungen und die

NACHGEREICHT




L o .
. L] . ooy e wee P
A * s s e
¢ e o e+ e+

-

Bewegungsstrecke des Bondkopfs in einer spezifischen

Achsenrichtung verringert werden konnen, kann die Flip-Chip-
Bondvorrichtung gemdB einer Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung die infolge der Uberfiihrung des Bondkopfs erzeugte

Warmeausdehnung und Vibration verringern.

Zusdtzlich kénnen bei der Flip~Chip-Bondvorrichtung gemdl der
vorliegenden Erfindung die Raumausnutzung verbessert werden
und durch die Uberfithrung von Komponenten zwischen
benachbarten Arbeitsrdumen und den Abstand zwischen
Bestandteilen, die sich in den angrenzenden Arbeitsrdumen

befinden, auftretende Stdrungen verringert werden.

Daher kann bei der Flip-Chip-Bondvorrichtung gemadf der vor-
liegenden Erfindung der UPH-Wert der Vorrichtung verbessert
werden, wahrend eine ausreichende Flussmittel-Abflachungszeit

gewdhrleistet wird.

Wenngleich die vorliegende Erfindung mit Bezug auf die
jewelligen als Beispiel dienenden Ausfithrungsformen
beschrieben wurde, ist sie nicht durch die Ausfihrungsformen,
sondern nur durch die anliegenden Anspriiche beschrédnkt. Es seil
bemerkt, dass Fachleute die Ausfiihrungsformen &ndern oder
modifizieren k&énnen, ohne vom Schutzumfang und vom Gedanken

der vorliegenden Exrfindung abzuweichen.
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Patentanspriiche:

1. Flip-Chip-Bondvorrichtung, welche umfasst:

eine Wendeeinheit zum Aufnehmen eines Chips von einem Wafer

und zum Wenden des Chips mit der Oberseite nach unten,

einen arbeitenden Teil mit einem Bondkopf zum Aufnehmen des
durch die Wendeeinheit gewendeten Chips, wobei der Bondkopf
entlang der z-Achsenrichtung tberfihrt werden kann und in

Bezug auf die z-Achse gedreht werden kann,

eine Flussmittel-Eintaucheinheit zum Eintauchen der unteren
Flache des vom Bondkopf aufgenommenen Chips in ein

Flussmittel,

eine erste Sichteinheit zum Fotografieren eines Bilds der
unteren Flache des von der Flussmittel-Eintaucheinheit

eingetauchten Chips,

eine zweite Sichteinheit zum Fotografieren eines Bilds der
oberen Fliche eines Rondsubstrats, an dem der Chip anzubringen

ist,

einen Flip-Chip~Bondteil zum Bonden eines Chips auf einem
Bondsubstrat mit einer, entsprechend einem Ergebnis der von
der ersten Sichteinheit und der zweiten Sichteinheilt

ausgeftthrten Inspektion, korrigierten Position,

eine erste (berfithrungsstrecke zum Anbringen und Uberfiihren

des arbeitenden Teils entlang einer y-Achsenrichtung und
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ein Paar zweiter Uberfihrungsstrecken, die parallel entlang
einer x-Achsenrichtung senkrecht zur ersten
Uberfilhrungsstrecke angeordnet sind, um einen sich bewegenden
Teil, der mit beiden Enden der ersten Uberfithrungsstrecke
verbunden ist, anzubringen und den sich bewegenden Teil in x-
Achsenrichtung senkrecht zur Uberfiihrungsrichtung der ersten

Uberfihrungsstrecke zu tberfthren,

wobel die Flussmittel-Eintaucheinheit und die erste
Sichteinheit auf derselben Achse parallel zur ersten

Uberfilhrungsstrecke angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wendeeinheit, die Flussmittel-Eintaucheinheit und die
erste Sichteinheit in Paaren an symmetrischen Positionen in
Bezug auf die y-Achse bereitgestellt sind und die erste
Strecke mit dem arbeitenden Teil an der zwelten
Uberfithrungsstrecke angebracht ist, so dass ein Paar der
ersten Uberfiihrungsstrecken unabhdngig angetrieben werden

kann.

3., Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wendeeinheit und die Flussmittel-Eintaucheinheit auf
derselben Achse parallel zur zweiten Uberfiihrungsstrecke

angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wendeeinheit, die Flussmittel-Eintaucheinheit und die
erste Sichteinheit auf derselben Achse parallel zur ersten

Uberfithrungsstrecke angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Wendeeinheit, die Flussmittel-Eintaucheinheit und die
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erste Sichteinheit in y-Achsenrichtung sequenziell angeordnet
sind, um den Bewegungsabstand des Bondkopfs in x-
Achsenrichtung zu verringern, wdhrend er sich von der

Wendeeinheit zum Bondsubstrat bewegt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Chip oberhalb der ersten Sichteinheit l&uft, wahrend er
durch den Bondkopf aufgenommen wird, und die erste
Sichteinheit den Chip durch Fotografieren eines Bilds der

unteren Fliche des Chips inspiziert.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass,
wenn die Grofe des Chips grober als das Gesichtsfeld der
ersten Sichteinheit ist, der Bondkopf um einen vorgegebenen
Winkel gedreht wird, so dass 2 Kanten des Chips durch die
erste Sichteinheit fotografiert werden kénnen, ohne in x-

Achsenrichtung bewegt zu werden.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bilder der unteren Fliche des Chips fir die Inspektion

sequenziell fotografiert werden, wenn der Bondkopf {iber der
ersten Sichteinheit lduft, wdhrend er um einen vorgegebenen

Winkel gedreht wird.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, welche ferner einen Steuerteil
zum Steuern der Antriebseinrichtungen des arbeitenden Teils
und des sich bewegenden Teils umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass der arbeitende Teil und der sich bewegende Teil jeweils
Antriebseinrichtungen aufweisen, so dass der arbeitende Teil
und der sich bewegende Teil entlang der ersten
Uberfiihrungsstrecke und der zweiten Uberfithrungsstrecke
iberfithrt werden kodnnen, wobel der Steuerteil die

Antriebseinrichtung des arbeitenden Teils antreibt und die
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Antriebseinrichtung des sich bewegenden Teils anh&lt, wahrend
der arbeitende Teil von der Flussmittel-Eintaucheinheit zur

ersten Sichteinheit oder iber diese liberfithrt wird.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, welche ferner einen
Steuerteil zum Steuern der Antriebseinrichtungen des
arbeitenden Teils und des sich bewegenden Teils umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass der arbeitende Teil und der sich
bewegende Teil jewells Antriebseinrichtungen aufweisen, so
dass der arbeitende Teil und der sich bewegende Teil entlang
der ersten Uberfiihrungsstrecke und der zweiten
Uberfihrungsstrecke iberfiihrt werden kénnen, wobei der
Steuerteil die Antriebseinrichtung des sich bewegenden Teils
anhdlt, wahrend der Bondkopf des arbeitenden Teils von der
Wendeeinheit von der Flussmittel-Eintaucheinheit zur ersten

Sichteinheit oder iiber diese Uberfihrt wird.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Steuerteil die Antriebseinrichtung des arbeitenden Teils
so antreibt, dass der arbeitende Teil mit gleichmdfiger
Geschwindigkeit tberfihrt werden kann, wdhrend er von der
Flussmittel-Eintaucheinheit zur ersten Sichteinheit oder iber

diese iberfiihrt wird.

12. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass wdhrend eines Bondzyklus, in dem der
Bondkopf des arbeitenden Teils dile Wendeeinheit, die
Flussmittel-Eintaucheinheit, die erste Sichteinheit und den
Flip-Chip-Bondteil umlduft, der sich bewegende Teil weniger

hdufig angetrieben wird als der arbeitende Teil.

13. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

eine Bahn auf einer xy-Ebene des Bondzyklus, in dem der
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Bondkopf des arbeitenden Teils die Wendeeinheit, die
Flussmittel-Eintaucheinhelt, die erste Sichteinheit und den
Flip-Chip-Bondteil uml&uft, in einer dreieckigen cder
rechteckigen Form gebildet ist und mindestens eine Seite des
die Bahn bildenden Dreiecks oder Rechtecks parallel zur ersten

Uberfiihrungsstrecke oder zur zweiten Uberfihrungsstrecke ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn der Bondkopf entlang der Seite des Dreiecks oder
des Rechtecks parallel zur ersten Uberfilhrungsstrecke, welche
die Bahn bildet, iiberfithrt wird, der Bondkopf sequenziell
durch die Wendeeinheit, die Flussmittel-Eintaucheinheit, die

erste Sichteinheit und den Flip-Chip-Bondteil l&auft.

15. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
wahrend eines Bondzyklus, in dem der Bondkopf des arbeitenden
Teils die Wendeeinheit, die Flussmittel-Eintaucheinheit, die

erste Sichteinheit und den Flip-Chip~Bondteil umlauft, der

sich bewegende Teil zwel Mal oder drei Mal angetrieben wird.

16. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Steuerteil die Antriebseinrichtung des arbeitenden Teils
so steuert, dass der arbeitende Teil mit einer gleichméfigen
Geschwindigkeit angetrieben wird, wahrend er durch die
Flussmittel-Eintaucheinheit und die erste Sichteinheit l&uft,
und dass der arbeitende Teil verzdgert wird, wahrend er zum

Flip-Chip-Bondteil tberfithrt wird.

17. Flip-Chip-Bondvorrichtung, welche umfasst:

eine Wendeeinheit zum Wenden eines Chips, um die obere und die

untere Fldche des Chips umzukehren,
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einen ersten Antriebsteil zum Antreiben der Wendeeinheit,

einen arbeitenden Teil, der so bereitgestellt ist, dass er zu
einer vorgegebenen Position in der xy-Ebene Uberfithrbar ist,

und einen Bondkopf zum Aufnehmen des Chips, dessen obere und
untere Flache durch die Wendeeinheit gewendet wurden,

aufweist,

eine Flussmittel-Eintaucheinheit mit einer Flussmittelaufnahme
zum Aufnehmen eines Flussmittels fiir das Eintauchen des Chips,
einem Flussmittelabstreicher zum Abflachen des Flussmittels
und einem zweiten Antriebsteil zum gleitenden Bewegen der

Flussmittelaufnahme,
eine erste Sichteinheit zum Fotcografieren des Chips,

eine zweite Sichteinheit zum Fotografieren eines Bond-

substrats, an dem der Chip anzubringen ist, und

einen Flip-Chip-Bondteil zum Installieren des Chips auf einem

Bondsubstrat, wobei

die erste Sichteinheit und die Flussmittel-Eintaucheinheit
jeweils auf einer Achse parallel zur y-Achsenrichtung
bereitgestellt sind, um die Anzahl der Bewegungen oder den
Bewegungsabstand des Bondkopfs entlang der x-Achsenrichtung zu

verringern.
18. Flip-Chip-Bondvorrichtung, welche umfasst:

eine Wendeeinheit zum Wenden eines Chips, um die obere und die

untere Flidche des Chips umzukehren,
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1
einen ersten Antriebsteil zum Antreiben der Wendeeinheit,

einen arbeitenden Teil, der so bereitgestellt ist, dass er zu
einer vorgegebenen Position in der xy-Ebene lberfihrbar ist,

und einen Bondkopf zum Aufnehmen des Chips, dessen obere und

untere Fldche durch die Wendeeinheit gewendet wurden,

aufweist,

eine Flussmittel~Eintaucheinheit mit einer Flussmittelaufnahme
zum Aufnehmen eines Flussmittels fiir das Eintauchen des Chips,
einem Flussmittelabstreicher zum Abfiachen des Flussmittels
und einem zweiten Antriebsteil zum gleitenden Bewegen der

Flussmittelaufnahme,
eine erste Sichteinheit zum Fotcgrafieren des Chips,

eine zweite Sichteinheit zum Fotografieren eines

Bondsubstrats, an dem der Chip anzubringen ist, und

einen Flip-Chip-Bondteil zum Installieren des Chips auf einem

Bondsubstrat, wobeil

die erste Sichteinheit, die Flussmittel-Eintaucheinheit und
die Wendeeinheit jeweils auf derselben Achse parallel zur y-
Achsenrichtung bereitgestellt sind, um die Anzahl der
Bewegungen oder den Bewegungsabstand des Bondkopfs entlang der

x-Achsenrichtung zu verringern.

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Flussmittelaufnahme in Bezug auf
den Flussmittelabstreicher gleitend vorwdrts und riickwdrts

bewegt.
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20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Aussparung zum Aufnehmen von Flussmittel an derx
Flussmittelaufnahme bereitgestellt ist und die Aussparung und
die erste Sichteinheit jeweils auf derselben Achse parallel

zur y-Achsenrichtung bereitgestellt sind.

21. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn sich die Flussmittelaufnahme gleitend vorwdrts
bewegt, ein erster Raum und ein zweilter Raum jeweills in einem
oberen Teil und einem unteren Teil der Flussmittelaufnahme
bereitgestellt werden und der Bondkopf in den ersten Raum

eintreten kann.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass
wenn sich die Flussmittelaufnahme fiir das Abflachen des
Flussmittels gleitend riickwadrts bewegt, der Bondkopf in den

ersten Raum eintreten kann.

23. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass

der erste Antriebsteil im zweiten Raum angeordnet ist.

24 . Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Antriebsteil ein im zweiten Raum angeordnetes
Gehduse aufweist und ein Kabel und eine Vakuumleitung, die mit
der Wendeeinheit verbunden sind, innerhalb des Gehduses

bereitgestellt sind.

25. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass
die Flussmittel-Eintaucheinheit einen HauptkOrper mit einem
zwelten Antriebsteil und eine Anbringungseinheit zum Anbringen
des Flussmittelabstreichers am Hauptkdrper aufweist und die
Flussmittelaufnahme aus dem Hauptkdérper vorgeschoben wird,

wenn sich die Flussmittelaufnahme gleitend vorwdrts bewegt.
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26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn die Flussmittelaufnahme aus dem Hauptkdrper

vorgeschoben wird, die Flussmittelaufnahme und der erste
Antriebsteil der Wendeeinheit so angeordnet werden, dass

zumindest einige ihrer Bereiche auf der xy-Ebene Uberlappen.

27. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anbringungseinheit ein Schienenelement zum Anbringen der
Flussmittelaufnahme, ein erstes Halteelement, das Uber ein
Gelenk mit dem Schienenelement gekoppelt ist und einen oberen
Abschnitt des Flussmittelabstreichers hdlt, und ein zweites
Halteelement, das tber ein Gelenk mit dem ersten Halteelement
gekoppelt ist und die Vorderseite des Flussmittelabstreichers

halt, aufweist.

28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Verriegelungsvorsprung am zweiten Halteelement
bereitgestellt ist und eine mit dem Verriegelungsvorsprung
kombinierte Verriegelungsstufe am Schienenslement

bereitgestellt ist,

29. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anbringungseinheit ein erstes elastisches Element, das
zwischen dem ersten Halteslement und dem Schienenelement
angeordnet ist, und ein zweites elastisches Element, das
zwischen dem zweiten Halteelement und dem ersten Halteelement
angeordnet ist, aufweist und das erste und das zweite
elastische Element auf den Flussmittelabstreicher aus

verschiedenen Richtungen eine elastische Kraft austiben.

30. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Sichteinheit ein Bild fotografiert, wiahrend der
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Bondkopf entlang derselben Achse parallel zur y-Achsenrichtung

bewegt wird.

31. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Prozesse des Aufnehmens des Chips, des Eintauchens des
Chips in das Flussmittel und des Fotografierens des Chips
ausgefihrt werden, wdhrend der Bondkopf entlang derselben

Achse parallel zur y-Achsenrichtung bewegt wird.

32. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, welche ferner

umfasst:

eine erste Uberfithrungsstrecke zum Uberfilhren des Bondkopfs in
y-Achsenrichtung und eine zweite Uberfiihrungsstrecke zum

Uberfiihren des Bondkopfs in x-Achsenrichtung,

wobel die erste und die zweite Uberfiihrungsstrecke eine

liberlappte Portalstruktur aufweisen.

33. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, welche ferner

umfasst:

einen Vakuumgenerator zum Bereitstellen eines Saugdrucks fir

die Wendeeinheit,

eine Drucksteuervorrichtung zum Steuern des Flusses der
einstréomenden Luft der Wendeeinheit, um den Saugdruck der
Wendeeinheit so zu steuern, dass er gleich oder &hnlich dem

Saugdruck der von aulen einstrémenden Luft ist, und
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einen Drucksensor, der zwischen der Wendeeinheit und der
Drucksteuervorrichtung bereitgestellt ist und erfasst, ob der

Chip aufgenommen ist oder nicht.

Wien, am 11. Juli 2013 Anmelder
durch:

Haffner und Keschmann
Patentanwdlte GmbH
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